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まえがき 

この規格は，産業標準化法第 16 条において準用する同法第 14 条第 1 項の規定に基づき，認定産業標準

作成機関である一般財団法人日本規格協会（JSA）から，産業標準の案を添えて日本産業規格を改正すべ

きとの申出があり，経済産業大臣が改正した日本産業規格である。これによって，JIS C 5201-8:2013 は

改正され，この規格に置き換えられた。 

この規格は，著作権法で保護対象となっている著作物である。 

この規格の一部が，特許権，出願公開後の特許出願又は実用新案権に抵触する可能性があることに注意

を喚起する。経済産業大臣は，このような特許権，出願公開後の特許出願及び実用新案権に関わる確認に

ついて，責任はもたない。 

JIS C 5201 規格群（電子機器用固定抵抗器）には，次に示す部編成がある。 

JIS C 5201-1  第 1 部：品目別通則 

JIS C 5201-2  第 2 部：品種別通則：スルーホール基板実装（THT）用低電力皮膜固定抵抗器 

JIS C 5201-2-1 第 2 部：ブランク個別規格：低電力非巻線固定抵抗器 評価水準 E 
JIS C 5201-4  第 4 部：品種別通則：スルーホール基板実装（THT）用又はきょう（筐）体取付け用

固定高電力抵抗器 

JIS C 5201-4-1 第 4 部：ブランク個別規格：電力形固定抵抗器 評価水準 E 

JIS C 5201-5  第 5 部：品種別通則：精密級固定抵抗器 

JIS C 5201-5-1 第 5 部：ブランク個別規格：精密級固定抵抗器 評価水準 E 

JIS C 5201-6  第 6 部：品種別通則：個別測定可能な固定ネットワーク抵抗器 

JIS C 5201-6-1 第 6 部：ブランク個別規格：個別測定可能な固定ネットワーク抵抗器 同一抵抗値及

び同一定格電力 評価水準 E 

JIS C 5201-8  第 8 部：品種別通則：表面実装用固定抵抗器 

JIS C 5201-8-1 第 8-1 部：ブランク個別規格：一般電子機器向け表面実装用低電力皮膜固定抵抗器，

製品性能水準 G 

JIS C 5201-9  第 9 部：品種別通則：個別測定可能な表面実装用固定ネットワーク抵抗器 

JIS C 5201-9-1 第 9-1 部：ブランク個別規格：個別測定可能な表面実装用固定ネットワーク抵抗器 

評価水準 EZ 
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日本産業規格（案）       JIS 
 C 5201-8：0000 
 (IEC 60115-8：2023) 

電子機器用固定抵抗器－第 8 部：品種別通則： 
表面実装用固定抵抗器 

 
Fixed resistors for use in electronic equipment – 

Part 8: Sectional specification: Fixed surface mount resistors 
 

序文 

この規格は，2023 年に第 3 版として発行された IEC 60115-8 を基に，技術的内容及び構成を変更するこ

となく作成した日本産業規格である。 

なお，この規格で点線の下線を施してある補足事項・参考事項は，対応国際規格にはない事項である。

この規格と旧規格との箇条などの対応関係の一覧表を参考として附属書 X に示す。 

1 適用範囲 

この規格は，JIS C 5201-1 を品目別通則とする電子機器用表面実装用固定抵抗器（以下，抵抗器という。）

について規定する。 

この規格は，通常，品種（異なる形状），形式（異なる寸法）及び製品技術によって記載している。この

規格に示す抵抗器は，外部との電気的接続を得るための金属電極をもち，主としてプリント回路板に直接

取り付けて用いる。 

この規格の目的は，推奨定格及び推奨特性の規定，品目別通則 JIS C 5201-1 から，この規格に示す抵抗

器に対して適切な品質評価手順，試験及び測定方法の規定並びにこの規格の抵抗器の一般的要求性能を提

供することである。 

注記 この規格の対応国際規格及びその対応の程度を表す記号を，次に示す。 
IEC 60115-8:2023，Fixed resistors for use in electronic equipment –Part 8: Sectional specification: Fixed 

surface mount resistors（IDT） 

なお，対応の程度を表す記号“IDT”は，ISO/IEC Guide 21-1 に基づき，“一致している”こと

を示す。 

2 引用規格 

次に掲げる引用規格は，この規格に引用されることによって，その一部又は全部がこの規格の要求事項

を構成している。これらの引用規格のうち，西暦年を付記してあるものは，記載の年の版を適用し，その

後の改正版（追補を含む。）は適用しない。西暦年の付記がない引用規格は，その最新版（追補を含む。）
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を適用する。 

JIS C 0806-3 自動実装部品の包装－第 3 部：表面実装部品の連続テープによる包装 
注記 対応国際規格における引用規格：IEC 60286-3，Packaging of components for automatic 

handling – Part 3: Packaging of surface mount components on continuous tapes 

JIS C 5005-2:2010 品質評価システム－第 2 部：電子部品及び電子パッケージのための抜取検査方式

の選択及び活用（統計的工程品質限界の評価手順） 
注記 対応国際規格における引用規格：IEC 61193-2:2007，Quality assessment systems－Part 2: 

Selection and use of sampling plans for inspection of electronic components and packages 

JIS C 5201-1:2021 電子機器用固定抵抗器－第 1 部：品目別通則 
注記 対応国際規格における引用規格：IEC 60115-1:2020，Fixed resistors for use in electronic equipment

－ Part1:Generic specification 

JIS C 60062:2019 抵抗器及びコンデンサの表示記号 
注記 対応国際規格における引用規格：IEC 60062:2016，Marking codes for resistors and capacitors 

JIS C 60068-1:2016 環境試験方法－電気・電子－第 1 部：通則及び指針 

注記 対応国際規格における引用規格：IEC 60068-1:2013，Environmental testing－Part 1: General 
and guidance 

JIS C 60068-2-6:2010 環境試験方法－電気・電子－第 2-6 部：正弦波振動試験方法（試験記号：Fc） 
注記 対応国際対応規格における引用規格：IEC 60068-2-6:2007，Environmental testing－Part 2-6: 

Tests － Tests Fc: Vibration(sinusoidal) 

JIS C 60068-2-58:2020 環境試験方法－電気・電子－第 2-58 部：表面実装部品（SMD）のはんだ付け

性，電極の耐はんだ食われ性及びはんだ耐熱性試験方法 
注記 1 対応国際対応規格における引用規格：IEC 60068-2-58:2015＋AMD1:2017，Environmental testing 

－  Part 2-58: Tests －  Test Td: Test methods for solderability, resistance to dissolution of 
metallization and to soldering heat of surface mounting devices (SMD) 

IEC 60294:2012，Measurement of the dimensions of a cylindrical component having two axial terminations 

IEC 61760-1:2020，Surface mounting technology – Part 1: Standard method for the specification of surface 
mounting components (SMDs) 

3 用語及び定義，製品技術並びに製品水準 

3.1 用語及び定義 

この規格で用いる用語及び定義は，次によるほか，JIS C 5201-1:2021 の 3.1 による。 

3.1.1 
円筒形抵抗器［cylindrical (RC) resistor］ 

円筒形の構成部品本体の縦軸に沿って両側に金属端子をもつように設計した部品 

注釈 1 この製品群は一般に“MELF”と呼ばれている。ただし，MELF 抵抗器は，MELF ダイオードと

は無関係である。 

3.1.2 
端子部における負荷軽減曲線（load reduction curve） 

カテゴリ上限温度とカテゴリ下限温度との間の端子部温度における最大許容電力を示す曲線 

3.1.3 
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角形抵抗器［rectangular (RR) resistor］ 
長方形の抵抗器本体で短辺方向の軸に沿って両側に金属製端子をもつように設計した部品 

3.1.4 
端子部温度，θt（terminal part temperature，θt） 

プリント回路板にはんだ付けする抵抗器の端子部分又は接続部分で測定される温度 

3.1.5 
長辺電極抵抗器［transverse (RT) resistor］ 

長方形の抵抗器本体の長辺方向に沿って両側に金属製端子をもつように設計した部品 

3.1.6 
巻線抵抗器［wire-wound (RW) resistor］ 

部品本体の内部に巻線素子を用いるように設計した部品で，その物理的設計は要求規格に応じて変化す

る可能性がある部品 

3.2 製品技術 

製品技術の定義は，抵抗器の製造に用いる様々な技術に関する指針を読者に提供し，その識別を助ける

ことを意図している。 
この規格では，JIS C 5201-1:2021 の 3.2 の次の製品技術を適用している。 

－ 金属皮膜技術 

－ メタルグレーズ皮膜技術 

－ 炭素皮膜技術 

－ 巻線抵抗技術 

－ 金属はく（箔） 

－ 金属板 

3.3 製品水準 

製品水準を導入することによって，使用者は，目的とする最終用途の条件に従って，必要な抵抗器の性

能要件を選択することが許される。 
この規格では，JIS C 5201-1:2021 の 3.4 の次の製品水準を適用する。 

－ 水準 G 一般的な電子機器用途 

－ 水準 P 高性能電子機器用途 

－ 水準 R 高性能で信頼性の高い電子機器用途 

4 推奨特性 

4.1 一般事項 

個別規格に規定する数値は，4.2～4.9 に規定する値から選択する。 

4.2 形状及び寸法 

4.2.1 角形抵抗器の推奨形状及び外形寸法 
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角形抵抗器の形状及び寸法は，図 1 に示し，推奨形状及びそれぞれの寸法は，表 1 に示す。角形抵抗器

の形状記号は，RR で始める。 

注記 JIS C 5201-1:2021 の附属書 JA に，形式記号（形名ともいう。）の構成が記載されている。 

 
 記号説明 
W：幅 
L：長さ 
H：高さ 
 

図 1－角形抵抗器の形状及び寸法 
表 1－角形抵抗器の推奨形状の寸法 

単位 mm 
形式 a) 寸法 

長さ L 幅 W 高さ H 
RR0402M 0.4±0.02 0.2±0.02 0.13±0.02 
RR0603M 0.6±0.05 0.3±0.05 0.23±0.05 
RR1005M 1.0＋ 0.1

－ 0.05 0.5＋ 0.1
－ 0.05 0.35±0.15 

RR1608M 1.6±0.1 0.8±0.15 0.45±0.1 
RR2012M 2.0±0.2 1.25±0.15 0.5±0.15 
RR3216M 3.2＋ 0.2

－ 0.3 1.6±0.15 0.55±0.15 
RR3225M 3.2±0.2 2.5±0.2 0.55＋ 0.25

－ 0.2  
RR4532M 4.6±0.2 3.2±0.2 0.55±0.2 
RR5025M 5.0±0.2 2.5±0.2 0.55±0.2 
RR6332M 6.3±0.2 3.2±0.2 0.55±0.2 

注記 1  旧規格に記載があった形式の RR3245M は，対応国際規格に従い表 2 に移

動し新形式名を RT3245M とした。 
注記 2  旧規格では製品の厚さ T を用いていたたが，他の規格に合わせて高さ H

に変更した。 
注 a) 対応国際規格では，インチ表示があるが我が国では通常は用いないため削除

した。 

個別規格には，実際の抵抗器の概略図を示し，関連する全ての寸法を含める。 

4.2.2 長辺電極抵抗器の推奨形状及び外形寸法 

長辺電極抵抗器の形状及び寸法は，図 2 に示し，推奨形状及びそれぞれの寸法は，表 2 に示す。長辺電

極抵抗器の形状記号は，RT で始める。 
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 記号説明 
W：幅 
L：長さ 
H：高さ 
 

図 2－長辺電極抵抗器の形状及び寸法 
表 2－長辺電極抵抗器の推奨形状の寸法 

単位 mm 
形式 a) 寸法 

長さ L 幅 W 高さ H 
RT0510M 0.5±0.05 1.0±0.05 0.35±0.05 
RT0816M 0.8±0.15 1.6±0.15 0.45±0.1 
RT1016M 1.0±0.15 1.5±0.15 0.35±0.1 
RT1220M 1.25±0.15 2.0±0.15 0.55±0.15 
RT1632M 1.6±0.2 3.2±0.3 0.5±0.2 
RT2550M 2.5±0.2 5.0±0.2 0.55±0.2 
RT3245M 3.2±0.25 4.6±0.2 0.55±0.2 
RT3263M 3.2±0.25 6.3±0.3 0.6±0.25 

注 a) 対応国際規格では，インチ表示があるが我が国では通常は用いないため削除

した。 

個別規格には，実際の抵抗器の概略図を示し，関連する全ての寸法を含める。 

注記 旧規格に規定していた形式の RR3245M は，新たに長辺電極抵抗器の名称を規定したため，形式

の RT3245M に変更された。 

4.2.3 円筒形抵抗器の推奨形状及び外形寸法 

円筒形抵抗器の形状及び寸法は，図 3 に示し，推奨形状及びそれぞれの寸法は，表 3 に示す。円筒形抵

抗器の形状記号は，RC で始める。 
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記号説明 
D：外径 
L：長さ 

 
図 3－円筒形抵抗器の形状及び寸法 

表 3－円筒形抵抗器の推奨形状の寸法 
単位 mm 

形式 寸法 
長さ L 外径 D 

RC1610M 1.6＋ 0.10
－ 0.05 1.0＋ 0.15

－ 0.05 
RC2012M 2.0±0.1 1.25＋ 0.2

－ 0.1 
RC2211M 2.2 0 

－ 0.3  1.1 0 
－ 0.1  

RC3514M 3.5±0.2 1.4±0.2 
RC3715M 3.7 0 

－ 0.4  1.5＋ 0.1
－ 0.3 

RC5922M 5.9±0.2 2.2±0.2 
RC6123M 6.1 0 

－ 0.9  2.3＋ 0.2
－ 0.4 

個別規格には，実際の抵抗器の概略図を示し，関連する全ての寸法を含める。 

4.2.4 巻線抵抗器の推奨形状及び外形寸法 

巻線抵抗器の形状及び寸法は，図 4 に示し，推奨形状及びそれぞれの寸法は，表 4 に示す。巻線抵抗器

の形状記号は，RW で始める。 

 
 記号説明 
W：幅 
L：長さ 
H：高さ 
 

図 4－巻線抵抗器の形状及び寸法 
表 4－巻線抵抗器の推奨形状の寸法 

単位 mm 
形式 a) 寸法 

長さ L 幅 W 高さ H 
RW0503M 5.0±＋ 0.6

－ 0.5 3.0±＋ 0.6
－ 1.0 3.0±＋ 0.6

－ 1.0 
RW0704M 7.0±＋ 1.0

－ 1.3 4.0±＋ 0.5
－ 1.0 4.0±＋ 0.5

－ 1.6 
RW1107M 11.0±＋ 1.5

－ 1.2 7.0±＋ 0.5
－ 1.5 5.0±＋ 1.0

－ 1.1 
RW1607M 16.0±＋ 3.0

－ 2.5 7.0±＋ 0.5
－ 1.5 7.0±＋ 0.5

－ 1.5 
注 a) 対応国際規格では，インチ表示があるが我が国では通常は用いないため削除

した。 

巻線抵抗器の詳細内容には，個別規格に規定する。 
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4.3 推奨耐候性カテゴリ 

この規格に規定する抵抗器は，JIS C 60068-1:2016 の附属書 A に規定する一般原則に基づく耐候性カテ

ゴリによって分類している。 

カテゴリ下限温度，カテゴリ上限温度及び高温高湿（定常）の試験期間は，次の中から選定する。 

－ カテゴリ下限温度（LCT）：－55 ℃，－40 ℃，－25 ℃及び－10 ℃ 

－ カテゴリ上限温度（UCT）：85 ℃，100 ℃，125 ℃，155 ℃，175 ℃及び 200 ℃ 

－ 高温高湿（定常）の試験期間：10 日，21 日及び 56 日 

低温及び高温の試験温度は，カテゴリ下限温度及びカテゴリ上限温度とする。 

4.4 公称抵抗値 

公称抵抗値は，JIS C 5201-1:2021 の 4.2.2 による。 

一連の公称抵抗値は，JIS C 60063:2018 の表 3 で推奨する抵抗値の許容差に従って選定することが望ま

しい。 

4.5 公称抵抗値の許容差 

公称抵抗値の許容差の推奨値は，次による。 

±10 %，±5 %，±2 %，±1 %，±0.5 %，±0.25 %，±0.1 %，±0.05 %，±0.02 %及び±0.01 % 

注記 1 固定抵抗器は目的とする抵抗値にトリミングするが，このことは変更することを意図してはいな

い。 

トリミング可能な抵抗器の抵抗値の推奨許容差は，次による。 

0 %～－30 %，0 %～－20 %及び 0 %～－10 % 

注記 2 トリミングが可能な抵抗器は，非構造のベース抵抗層をもっている。これは，実装後，特別な用

途でトリミング（レーザーによる表面を切断による抵抗値増加など）するのに適している。した

がって，公称抵抗値が許容差“+0”は，回路で達成可能な最も公称抵抗値に近い抵抗器を示して

いる。 

4.6 定格電力 P70 

基板に実装した抵抗器の周囲温度 70 ℃での定格電力 P70 の推奨値は，0.016 W，0.032 W，0.05 W，0.063 
W，0.1 W，0.125 W，0.25 W，0.33 W，0.4 W，0.5 W，0.75 W，1 W，2 W 及び 3 W とする。 

個別規格には，定格電力を適用する条件を規定する。 

一般的な負荷軽減曲線の例を図 5 に示す。負荷の軽減は，定格温度を超える周囲温度に対しての，定格

電力に対する軽減を示している。  
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記号説明 

LCT：カテゴリ下限温度 

UCT：カテゴリ上限温度 

P：定格電力 

P70：周囲温度 70 ℃における定格電力 

θamb：周囲温度 

図 5－負荷軽減曲線 

試験手順で用いるカテゴリ上限温度（UCT）は，素子最高温度（MET）に従うことが望ましい。 

負荷軽減曲線上の全ての終点（端点）及び折れ点は，5.2.2.2 に規定する試験基板を用いる試験によって

検証する。 

4.7 素子最高電圧 Umax 

直流又は交流（実効値）での素子最高電圧 Umax は，次に示す JIS Z 8601 の R10 標準数の推奨値による。

12.5 V，15 V，25 V，50 V，75 V，100 V，150 V，200 V，300 V 及び 500 V 

4.8 絶縁電圧 Uins 

絶縁形抵抗器の直流又は交流（実効値）での絶縁電圧（Uins）は，次に示す JIS Z 8601 の R10 標準数の

推奨値による。75 V，100 V，200 V，300 V 及び 500 V 

絶縁電圧 Uins は，連続的に印加可能な交流電圧のピーク値以上とし，Uins=1.42×Umax とする。 

4.9 絶縁抵抗値 Rins 

絶縁形抵抗器の絶縁抵抗値 Rins は，1 GΩ以上とする。 

注記 試験後の絶縁抵抗値 Rins に対する要求事項は，6.7 に記載がある。 

5 試験及び試験の厳しさ 

5.1 この規格で適用する試験の一般的な要求事項 

定
格

電
力

 

周囲温度 
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5.2 には，供試品の準備に，特に推奨する取付方法を個別規格に規定している。この規格の特定の個別規

格の対象となる抵抗器の種類によって必要とするこれらの規定からの逸脱に関する事項は，その特定の個

別規格に明確に規定する。 

5.3 には，品質認証及び品質確認検査の試験計画に適用する全ての試験の個別規格を示している。ここで

示す情報量は，各試験計画の試験条件欄に収まる短い概要情報を明らかに超えているため，短い概要情報

よりも優先する。 

5.4 には，品質認証及び品質確認検査のための試験計画には含まれない追加試験の詳細を規定している。

これらの試験は，特別な要求事項を網羅することを目的とした個別規格の作成において，試験計画に含ま

れる試験の代替として，又は規定する試験数への追加として用いることを意図している。このような追加

試験の条件は，例えば，目視検査又は抵抗値変化の評価方法を適切な検査の条件を伴なわなければならな

い。さらに，それぞれの個別規格には，適用する追加試験に対する適切な要求性能を規定する。これら任

意及び／又は追加試験を試験計画で適切に実施するための推奨事項は，附属書 E 参照。規定する試験は，

他に規定がない場合，JIS C 5201-1:2021 の 5.2.3 に規定する測定及び試験に用いる標準大気条件下で実施

する。 

規定する試験パラメータに対する許容差は，他に規定がない場合，JIS C 5201-1:2021 の 5.3.2 に従って

適用する。 

5.2 供試品の準備 

5.2.1 乾燥 

JIS C 5201-1:2021 の 5.4 の手順 1 による。 

5.2.2 試験基板への取付け 

5.2.2.1 一般事項 

抵抗器は，5.2.2.3 の試験基板への取付けを適用して 5.2.2.2 に規定する基本レイアウトの試験基板に実装

する。 

JIS C 5201-1:2021 の 5.5.2 の規定を適用する。 

5.2.2.2 試験基板の仕様 

推奨試験基板は，基本的に基準放熱を供試品に適用した場合，端子部温度が 125 ℃となるように設計し

ている。このことは，表 5，表 6 及び表 7 に，“目標温度” として示している。また，参考として，試験

基板の端子部から中心部までの温度変化を考慮するための理想的な供試品数も示す。詳細説明は，附属書

F 参照。推奨試験基板がホットスポット温度ではなく端子部温度に基づいている理由も附属書 F で説明し

ている。 

試験基板は，他に規定がない場合，ガラス布基材エポキシ樹脂で，特別な厚さのすずめっきされていな

い銅製の導体とする。 

推奨試験基板の公称厚さは 1.6 mm±0.1 mm とする。 

銅配線（又は銅パターン）の公称厚さは，35 μm とする。ただし，形式の RT2550M 及び RT3263M は，

過剰な温度上昇を抑制するため，70 μm の銅配線厚さを用いる。 
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特に規定がない場合，試験基板の中央部は，図 7 又は図 9 に示す基本レイアウトに従う。規定する領域

以外では，導体の幅は内部規定よりも広くてはならない。基板寸法，コネクタ形状，はんだマスクの使用

及び各試験基板の供試品数は，試験実施者の裁量に委ね，担当認証機関の承認を得る。試験基板の外観を

図 6 に示す。 

 
 記号説明 
：：銅配線（銅線） 
 ：ガラス布基材エポキシ基板 
 
 

図 6－推奨試験基板の基本外観 

個別規格には，その対象となる部品の範囲に技術的に必要な，異なる材料仕様及び基本レイアウトを規

定することが可能である。 

推奨試験基板以外の試験基板を用いる場合，附属書 F を参照して，試験用の均一なベースラインを形成

し対応する試験基板を製造する。 

定格電力がより高い抵抗器用に設計した試験基板は，従来の試験基板と比較して銅パターン幅が異なる

場合がある。これは，試験基板の放熱特性によって，試験基板の温度が非常に高くなる可能性があるため

である。附属書 G 参照。 

構造が類似又は近似しているが，寸法が異なる SMD 抵抗器が新たに開発された場合，周囲温度 70 ℃の

供試品に定格電力を適用したときに端子部温度が 125 ℃となるように，この規格に基づいて新しい試験基

板を設計することが望ましい。 

図 7 に示すケルビン（4 端子）接続の試験基板を用いる。 

図 9 に適合した試験基板は，供試品の抵抗値が 100 Ω以上の場合，又は抵抗値の測定を必要としない試

験に用いてもよい。 

巻線抵抗器の詳細は，個別規格に規定する。巻線抵抗器に適用可能な試験基板は，関連規格によって規

定する。 
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単位 mm 

 
 記号説明 
  ：はんだ付け領域 
  ：非はんだ付け領域（ソルダーレジストで被覆する。） 
省略領域：ランドパターンが 3～n までの図示が省略された領域 
X：ランドパターン幅 
Y：ランドパターン長さ 
G：ランド間の空隙 
C：銅パターンの幅 
K：ケルビン端子のパターン幅 
P：ランドパターン間の距離 
M：試験基板の端から 1 個目の銅パターンまでの距離 
注記 1  寸法は，表 5，表 6 及び表 7 を参照。 
注記 2 100 mΩ よりも低い公称抵抗値の供試品の場合には，図 8 に示すはんだ付け領域にセンス端子を付加す

る。 
 

図 7－機械的，環境的及び電気的試験用の基本レイアウト－ケルビン（4 端子）接続 

 
 記号説明 
  ：はんだ付け領域 
  ：非はんだ付け領域（ソルダーレジストで覆う。） 
 

図 8－ケルビン（4 端子）接続用センス端子の取付け 
（100 mΩ よりも低い公称抵抗値の供試品の場合） 

図 7 及び図 9 に示すパッド寸法の X，Y 及び G 並びに表 5，表 6 及び表 7 に対応する値は，参考値であ

る。パッド寸法の X，Y 及び G は，供試品に適した寸法になるように調整し，表に示した値に限定しない。 

省略領域 
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表 5－角形抵抗器の試験基板寸法 

形式  

参考値  規定値  参考値  

X Y G C K P M 基板厚さ  
銅配線

厚さ a) 

電力 

（参照

値） 

供試

品数 
b) 

目標

温度 
c) 

 mm mm mm mm mm mm mm mm μm W 個  ℃  

RR0402M 0.3 ± 0.05 0.26±0.05 0.18±0.05 0.3 ± 0.05 0.15±0.05 5.0 ± 0.05 

P − C 1.6 ± 0.1 35 

0.03 20 92 

RR0603M 0.4 ± 0.05 0.4 ± 0.05 0.3 ± 0.05 0.3 ± 0.05 0.15±0.05 5.0 ± 0.05 0.05 20 104 

RR1005M 0.7 ± 0.05 0.6 ± 0.05 0.5 ± 0.05 0.35±0.05 0.15±0.05 5.0 ± 0.05 0.1 20 127 

RR1608M 1.0 ± 0.05 1.1 ± 0.05 0.95±0.05 0.45±0.05 0.2 ± 0.05 5.0 ± 0.05 0.125 20 129 

RR2012M 1.6 ± 0.1 1.3 ± 0.1 1.2 ± 0.1 2.2 ± 0.1 0.2 ± 0.1 5.5 ± 0.1 0.25 18 128 

RR3216M 2.0 ± 0.1 1.6 ± 0.1 1.5 ± 0.1 2.0 ± 0.1 0.2 ± 0.1 5.5 ± 0.1 0.25 18 126 

RR3225M 2.9 ± 0.1 1.6 ± 0.1 1.5 ± 0.1 5.5 ± 0.1 0.2 ± 0.1 10.0 ± 0.1 0.5 10 126 

RR4532M 3.6 ± 0.1 1.8 ± 0.1 2.3 ± 0.1 11.0 ± 0.1 0.2 ± 0.1 14.0 ± 0.1 0.75 7 128 

RR5025M 2.9 ± 0.1 1.8 ± 0.1 2.7 ± 0.1 11.0 ± 0.1 0.2 ± 0.1 15.0 ± 0.1 0.75 6 125 

RR6332M 3.6 ± 0.1 1.8 ± 0.1 3.8 ± 0.1 15.0 ± 0.1 0.2 ± 0.1 19.0 ± 0.1 1.0 4 129 

全てのケルビン接続に対して最大幅が 0.3 mm の単一の直線センス導体を除き，定義された領域の下の底部又は内部層に金属領域は許可されない。 
必要に応じて，試験基板レイアウトでは，両方のセンス導体が定義された領域の同じ端に達することも可能である。 

注記 旧規格でこの表にあった円筒形抵抗器の試験基板の寸法は表 7 に移動した。旧規格では，形式の RR3245M の試験基板の寸法がこの表にあったが，形式名が RT3245
に変更され，表 6 に移動した。 

注 a) パターンの厚さは設計値として設定する。公差は各試験基板製造業者によって決定してもよい。 
注 b) 供試数は，指定した参照値の電力を負荷して目標温度を達成するために推奨試験基板に実装する供試品の最小数を決定する。詳細データは，附属書 F に示す。 
注 c) 形式の RR0402M 及び RR0603M は，参照値の電力では 125 ℃に達するのに十分な熱を発生しないため，市場の要求を満たすために低い目標温度が与えられる。 
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表 6－長辺電極抵抗器の試験基板寸法 

形式  

参考値  規定値  参考値  

X Y G C K P M 基板厚さ  
銅配線

厚さ a) 

電力 

（参照

値） 

供試

品数 
b) 

目標

温度 

 mm mm mm mm mm mm mm mm μm W 個  ℃  

RT0510M 1.1±0.05 0.55 ± 0.05 0. 2 ± 0.05 4.5 ± 0.1 0.15 ± 0.05 8.0 ± 0.1 

P − C 1.6 ± 0.1 

35 

0.33 12 126 

RT0816M 
RT1016M 1.7 ± 0.1 0.75 ± 0.05 0.3 ± 0.05 8.0 ± 0.1 0.15 ± 0.05 12.0 ± 0.1 0.5 8 125 

RT1220M 2.2 ± 0.1 0.9 ± 0.05 0.45 ± 0.05 17.0 ± 0.1 0.2 ± 0.05 20.0 ± 0.1 0.75 4 128 

RT1632M 3.4 ± 0.1 1.0 ± 0.05 0.6 ± 0.1 13.0 ± 0.1 0.2 ± 0.1 18.0 ± 0.1 0.75 5 124 

RT3245M 5.0 ± 0.1 1.6 ± 0.1 1.5 ± 0.1 19.0 ± 0.1 0.2 ± 0.1 22.0 ± 0.1 1.0 4 126 

RT2550M 5.2 ± 0.1 1.4 ± 0.1 0.7 ± 0.1 21.0 ± 0.1 0.2 ± 0.1 24.0 ± 0.1 
70 

1.5 4 125 

RT3263M 6.4 ± 0.1 2.125 ± 0.1 0.6 ± 0.1 32.0 ± 0.1 0.2 ± 0.1 35.0 ± 0.1 2.0 3 124 

全てのケルビン接続に対して最大幅が 0.3 mm の単一の直線センス導体を除き，定義された領域の下の底部又は内部層に金属領域は許可されない。 
必要に応じて，試験基板レイアウトでは，両方のセンス導体が定義された領域の同じ端に達することも可能である。 

注記 形式の RR3245M の試験基板寸法は，旧規格の角形抵抗器（RR）の表に記載していた。形式は，RT3245 に変更され，この表に移動した。 
注 a) パターンの厚さは設計値として設定する。公差は各試験基板製造業者によって決定してもよい。 
注 b) 供試数は，指定した参照値の電力を負荷して目標温度を達成するために推奨試験基板に実装する供試品の最小数を決定する。詳細データは，附属書 F に示す。 
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表 7－円筒形抵抗器の試験基板寸法 

形式  

参考値  規定値  参考値  

X Y G C K P M 基板厚さ  
銅配線

厚さ a) 

電力 

（参照

値） 

供試

品数 
b) 

目標

温度 

 mm mm mm mm mm mm mm mm μm W 個  ℃  

RC1610M 1.0±0.05 1.1±0.05 0.6±0.05 0.45±0.05 0.2±0.05 5.0±0.05 

P − C 1.6 ± 0.1 35 

0.125 20 125 

RC2012M 
1.6±0.1 1.3±0.1 0.6±0.1 3.3±0.1 0.2±0.1 6.5±0.1 0.3 15 125 

RC2211M 

RC3514M 
2.0±0.1 1.6±0.1 1.5±0.1 4.5±0.1 0.2±0.1 7.5±0.1 0.4 13 126 

RC3715M 

RC5922M 
2.9±0.1 1.8±0.1 2.7±0.1 20.0±0.1 0.2±0.1 24.0±0.1 1.0 4 125 

RC6123M 

全てのケルビン接続に対して最大幅が 0.3 mm の単一の直線センス導体を除き.定義された領域の下の底部又は内部層に金属領域は許可されない。 
必要に応じて.試験基板レイアウトでは.両方のセンス導体が定義された領域の同じ端に達することも可能である。 

注記 円筒形抵抗器の試験基板寸法は，旧版では角形抵抗器（RR）の表に記載されていたがこの規格で分けてこの表に記載した。 
注 a) パターンの厚さは設計値として設定する。公差は各試験基板製造業者によって決定してもよい。 
注 b) 供試数は.指定した参照値の電力を負荷して目標温度を達成するために推奨試験基板に実装する供試品の最小数を決定する。詳細データは.附属書 F に示す。 
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記号説明 
  ：はんだ付け領域 
  ：非はんだ付け領域（ソルダーレジストで被覆する。） 
省略領域：ランドパターンが 3～n までの図示が省略された領域 
X：ランドパターン幅 
Y：ランドパターン長さ 
G：ランド間の空隙 
C：銅パターンの幅 
P：ランドパターン間の距離 
M：試験基板の端から 1 個目の銅パターンまでの距離 
注記 1  寸法は，表 5，表 6 及び表 7 を参照。 

図 9－機械的，環境的及び電気的試験用の基本レイアウト 

5.2.2.3 試験基板への取付け 

抵抗器の製造上の要求事項は，附属書 C 参照。 

5.3 試験 

5.3.1 抵抗値 

JIS C 5201-1：2021 の 5.6 及び 6.1 による。  

規定がない場合，測定点は 5.2.2 に従って試験基板に実装した供試品では，測定点ははんだ接合部と

する。 

5.3.2 TCR 

JIS C 5201-1:2021 の 5.6 及び 6.2 による。 

規定がない場合，測定点は 5.2.2 に従って試験基板に実装した供試品では，測定点ははんだ接合部とす

る。 

省略領域 
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温度は，20 ℃，LCT，20 ℃，UCT 及び 20 ℃の順で連続して適用する。 

5.3.3 温度上昇 

次によるほか，JIS C 5201-1:2021 の 6.7 による。 

個別規格の規定に従い，この試験を実施するため，供試品は 5.2.2 又は個別規格に従って試験基板に取り

付ける。試験基板は，供試品を水平方向に配置した状態で垂直に実装することが望ましく，JIS C 5201-
1:2021 の 5.2.3 に示される標準大気条件（例えば，周囲温度 15 ℃～35 ℃）の自由空間に保持しなければ

ならない。 

注記 試験基板を垂直に配置した場合，試験時の供試品の温度分布がより均一になる可能性がある。 

5.3.4 定格温度 70 ℃での耐久性 

次によるほか，JIS C 5201-1:2021 の 7.1 による。 

供試品は，5.2.2 又は個別規格に従って試験基板に取り付ける。 

試験は，次の式に示す定格電圧で実施する。 
Utest＝Ur＝ඥP70×Rn 

試験電圧 Utest は，次の式によって制限される。 

Utest≦Umax 

ここで， Utest： 試験電圧 
 Ur： 定格電圧 
 P70： 定格電力 
 Rn： 公称抵抗値 
 Umax： 素子最高電圧 

試験時間 ttest は，1 000 時間+24 時間とする。 

延長試験の試験時間 ttest の 8 000 時間 +48 時間は，水準 P 又は水準 R に分類された抵抗器に適用する。 

絶縁形抵抗器の絶縁抵抗の測定は，5.3.25 による。 

5.3.5 最高温度での耐久性：UCT 

次によるほか，JIS C 5201-1:2021 の 7.3 による。 

供試品は，5.2.2，又は個別規格に従って試験基板に取り付ける。 

試験時間は，1 000 時間+24 時間とする。 

絶縁形抵抗器の絶縁抵抗の測定は，5.3.25 による。 

5.3.6 短時間過負荷 

次によるほか，JIS C 5201-1:2021 の 8.1 による。 

個別規格の規定に従い，この試験を実施するため，供試品は，5.2.2 又は個別規格に従って試験基板に取

り付ける。試験基板は，供試品を水平方向に配置した状態で垂直に実装することが望ましく，JIS C 5201-
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1:2021 の 5.2.3 に示される標準大気条件（例えば，周囲温度の 15 ℃～35 ℃）の自由空間に保持しなけれ

ばならない。 

推奨する過負荷試験電圧 Utest は，次の式による。 
Utest＝2.5×Ur＝ඥ6.25×P70×Rn 

試験電圧 Utest max は，次の式によって制限される。 
Utest max≦2×Umax 

ここで， Utest： 試験電圧 
 Ur： 定格電圧 
 P70： 定格電力 
 Rn： 公称抵抗値 
 Umax： 素子最高電圧 

過負荷の時間は，抵抗器の形式による。 

個別規格には，過負荷時間 tload の推奨値を次の値の 0.5 秒，1 秒，2 秒，5 秒及び 10 秒から規定する。過

負荷継続時間には，＋5 %の相対公差を適用する。 

5.3.7 単パルス高電圧過負荷試験 

JIS C 5201-1:2021 の 8.2 による。 

供試品は，5.2.2 又は個別規格に従って試験基板に取り付ける。 

試験は，次に示すパルス条件で実施する。 

－ パルス波形：10/700 

－ パルスピーク電圧： 

x≧10 の場合，Ûtest＝x×ඥ𝑃଻଴ × 𝑅௡ 

ただし，y≧2 の場合，試験電圧は，次のとおり制限される。 

       Ûtest≦y×Umax， 

乗数の x 及び y の値は，個別規格に規定する。 

注記 乗数の最小値は x＝10 及び y＝2 であり，JIS C 5201-1:2021 の 8.2 に規定する 10/700 のパルス波

形として定義する最低の厳しさ 4 である。 

この試験は，水準 P 又は水準 R に分類される抵抗器だけに必須である。 

5.3.8 周期的パルス高電圧過負荷試験 

JIS C 5201-1:2021 の 8.3 による。 

供試品は，5.2.2 又は個別規格に従って試験基板に取り付ける。試験基板は，供試品を水平方向に配置し

た状態で垂直に実装することが望ましく，JIS C 5201-1:2021 の 5.2.3 に示される標準大気条件（例えば，周

囲温度 15 ℃～35 ℃）の自由空間に保持しなければならない。 

注記 試験基板を垂直に配置する場合，試験時の供試品の温度分布がよりよく調和する可能性がある。 

推奨されるく（矩）形パルス過負荷試験電圧U෡ testは，厳しさ 3 として規定している。 
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 𝑈෡test=ඥ25×P70×Rn 

これは，次の式によって制限される。 

 U෡ test≦3×Umax 

ここで， Ûtest： 試験電圧 
 P70： 定格電力 
 Rn： 公称抵抗 
 Umax： 素子最高電圧 

 

試験時間 ttest ：100 時間+5 時間 

パルス時間 tpulse ：100 µ 秒 

パルス周波数 fpulse ：400 Hz 

個別規格には，厳しさ 3 で示した 25 よりも高い過負荷係数を規定してもよい。その場合，100 時間の試

験時間及び 100 μ 秒のパルス持続時間を維持し，定格電力 P70 の 100 %の定格電力を確立するためにパルス

周波数を調整する。表 8 に示す望ましい代替過負荷条件による。 

表 8－周期的パルス高電圧過負荷試験の厳しさ 

厳しさ 
 
 

ピーク電力 𝑃෠ 
W 

パルス電圧 
Ûtest 

V 

パルス時間 
tpulse 

µs 

パルス周波数 
fpulse 

Hz 
3a 40×Pr ඥ40 × 𝑃௥ × 𝑅௡ 100 250 
3b 63×Pr ඥ63 × 𝑃௥ × 𝑅௡ 100 160 
3c 100×Pr ඥ100 × 𝑃௥ × 𝑅௡ 100 100 
3d 160×Pr ඥ160 × 𝑃௥ × 𝑅௡ 100 63 
3e 250×Pr ඥ250 × 𝑃௥ × 𝑅௡ 100 40 
3f 400×Pr ඥ400 × 𝑃௥ × 𝑅௡ 100 25 
3g 630×Pr ඥ630 × 𝑃௥ × 𝑅௡ 100 16 
3h 1 000×Pr ඥ1 000 × 𝑃௥ × 𝑅௡ 100 10 

この試験は，水準 P 又は水準 R に分類される抵抗器だけに必須である。 

5.3.9 静電気放電（ESD） 

JIS C 5201-1:2021 の 8.5 による。 

個別規格の規定に従い，この試験を実施するため，供試品は，5.2.2 又は個別規格に従って試験基板に取

り付ける。 

静電気試験電圧は，抵抗器の形式による。個別規格には，試験電圧 UHBM の値を，可能な限り JIS C 5201-
1:2021 の 8.5.4 に記載されている推奨値から記載する。試験電圧には，±2 %の相対公差を用いる。 

供試品には，正極性の放電（npos）と負極性の放電（nneg）とを同数回，印加する。ここで，全ての抵抗器

カテゴリ水準は，npos＝nneg＝3 とする。 

2 回の放電の間隔時間は，最低 1 秒間とする。 
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5.3.10 外観検査 

JIS C 5201-1:2021 の 9.1 による。 

外観検査は，抵抗器本体及び端子に適用する。 

抵抗器本体の表示の外観検査は，7.1 に規定する表示を適用する。 

5.3.11 寸法（ゲージ法） 

次によるほか，JIS C 5201-1:2021 の 9.2 による。 

抵抗器本体及び端子における，長さ，高さ及び幅（又は直径）を測定する。 

抵抗器本体の長さは，IEC 60294:2012 の 3.1 に従って評価する。 

抵抗器本体の直径は，IEC 60294:2012 の箇条 5 のゲージ法による。円筒形でない抵抗器本体にも同様の

方法を用いる。 

5.3.12 詳細寸法 

次によるほか，JIS C 5201-1:2021 の 9.3 による。 

個別規格に規定する寸法は，全ての寸法の測定を実施する。 

抵抗器本体の長さの測定は，IEC 60294:2012 の 3.1 のゲージ板を用いる。 

5.3.13 固着性 

次によるほか，JIS C 5201-1:2021 の 9.7 による。 

個別規格に規定がない場合，表 9 に規定する押し力を抵抗器の本体に加える。  

試験は，角形抵抗器，長辺電極抵抗器及び円筒形抵抗器に適用する。巻線抵抗器は，この試験の適用及

び必要な押し力は，個別規格によって決定する。 

表 9－固着性 

形式（形式記号） 押し力 a) 
N 角形抵抗器 長辺電極抵抗器 円筒形抵抗器 

RR0402M — — 1 
RR0603M — — 2 
RR1005M — — 3 
RR1608M — RC1610M 5 

－ RT0510M — 7 

RR2012M — 
RC2012M 
RC2211M 

9 

RR3216M 
RR3225M 

RT0816M 
RT1220M 

RC3514M 
RC3715M 

25 

RR4532M 
RR5025M 
RR6332M 

－ － 45 

－ 
RT3245M 
RT1632M 

RC5922M 
RC6123M 

90 
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RT2550M 
RT3263M 

注 a) 押し力の許容差は，0／+10 %とする。 

5.3.14 耐プリント板曲げ性 

次によるほか，JIS C 5201-1:2021 の 9.8 による。 
曲げ深さ，d ＝2 mm±0.2 mm 

曲げ保持時間，thold＝20 秒間±1 秒間 

曲げ回数，n=3 

5.3.15 衝撃 

次によるほか，JIS C 5201-1:2021 の 9.10 による。 
パルス波形： 半正弦 
ピーク加速度，d： 500 m/s2（50 gn ） 

パルスの持続時間 tp： 11 m 秒間 

パルス数 n： 各軸及び方向につき 3 回 

試験は，個別規格に規定がない場合，巻線抵抗器に対してだけ実施する。 

5.3.16 振動 

次によるほか，JIS C 5201-1:2021 の 9.11 による。 

採用する方法は，JIS C 60068-2-6:2010 の 8.3.1 に従い，供試品が共振にさらされないように取り付け，

次の内容で振動を掃引することで耐久性を確認する。 

周波数範囲 ：f1＝10 Hz～f2＝2 000 Hz 

変位振幅 ：â＝200 m/s2 ただし，振幅 d＝1.5 mm 

試験時間 ：各軸（x，y，z）で n＝10 掃引サイクルとする。 
  これは，各軸の試験時間 tload＝2.5 時間に相当する。 

この試験は，水準 P 又は水準 R に分類される抵抗器だけに必須である。 

5.3.17 温度急変 

次によるほか，JIS C 5201-1:2021 の 10.1 による。 

低温側温度：θinf＝LCT  

高温側温度：θsup＝UCT 

試験サイクル数：n＝5 

5.3.18 温度急変（100 サイクル以上） 

次によるほか，JIS C 5201-1:2021 の 10.1 による。 
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低温側温度：θinf＝LCT 

高温側温度：θsup＝UCT 

試験サイクル数：n の推奨値は，100，200，500 及び 1 000 

個別規格で個別の形式に応じて異なる試験数を規定してもよい。 

この試験は，抵抗器のカテゴリが水準 P 及び水準 R は必須とする。 

5.3.19 一連耐候性 

5.3.19.1 一般事項 

次によるほか，JIS C 5201-1:2021 の 10.3 による。 

個別規格の規定に従い，この試験を実施するため，供試品は，5.2.2 又は個別規格に従って試験基板に取

り付ける。 

5.3.19.2 高温 

JIS C 5201-1:2021 の 10.3.4.2 による。 

急激な温度変化による供試品への悪影響はないと考えられるため，試験室温度から直接，カテゴリ上限

温度までの任意の温度に加熱した試験槽に供試品を入れてもよい，また，試験槽から出してもよい。 

5.3.19.3 温湿度サイクル，最初のサイクル 

JIS C 5201-1:2021 の 10.3.4.3 による。 

5.3.19.4 低温 

JIS C 5201-1:2021 の 10.3.4.4 による。 

急激な温度変化による供試品への悪影響はないと考えられるため，試験室温度からカテゴリ下限温度ま

での任意の温度に冷却した試験槽に直接供試品を入れてもよい，また，試験槽から直接取り出してもよい。 

試験室温度以下の温度で供試品を試験槽に入れる場合，供試品への水分の結露には注意が必要である。 

5.3.19.5 減圧 

次によるほか，JIS C 5201-1:2021 の 10.3.4.5 による。 

大気圧 ：Pamb＝8 kPa，抵抗器のカテゴリの水準 G 
 ：Pamb＝1 kPa，抵抗器のカテゴリの水準 P 又は水準 R 

注記 ISO 2533 での気圧 1 kPa は，海抜 31 200 m，気圧 8 kPa は海抜 17 600 m の高度の目安になってい

る。 

5.3.19.6 温湿度サイクル，残りのサイクル 

JIS C 5201-1:2021 の 10.3.4.6 による。 
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残りのサイクル数は，耐候性カテゴリ及び JIS C 5201-1:2021 の表 20 による。 

 

5.3.19.7 直流負荷 

JIS C 5201-1:2021 の 10.3.4.7 による。 

5.3.19.8 最終測定 

JIS C 5201-1:2021 の 10.3.5 による。 

絶縁形抵抗器の絶縁抵抗の測定は，5.3.25 による。 

5.3.20 高温高湿（定常） 

注記 この試験は，5.4.4 の“85/85 試験”又は“40/93 試験”と明確な区別はなく，“耐湿負荷寿命試験”

ともいう。 

次によるほか，JIS C 5201-1:2021 の 10.4 による。 

個別規格の規定に従い，この試験を実施するため，供試品は，5.2.2 又は個別規格に従って実装する。 

この試験の試験時間 texp は，JIS C 5201-1:2021 の表 21 による耐候性カテゴリで規定されている。 

絶縁形抵抗器の絶縁抵抗の測定は，5.3.25 による。 

5.3.21 はんだ付け性（鉛フリーはんだ） 

次によるほか，JIS C 5201-1:2021 の 11.1 による。 

はんだ付け性試験前に加速エージングを実施する。個別規格に規定がない場合，エージング条件 3a（JIS 
C 5201-1:2021 の表 27 による乾燥 155 ℃で 4 時間）を実施する。加速エージング後，供試品は測定及び試

験に用いる標準大気条件に 2 時間以上 24 時間以下放置する。 

抵抗器の実装には，各種の鉛フリーはんだ合金が適用可能であり，それぞれの工程温度要求事項及び一

般的なはんだ付け方法がある。JIS C 5201-1:2021 の 11.1.4.3 による。 

はんだ工程温度群 3（中温－高温）のはんだ付け性試験は，次の詳細な条件によるほか，JIS C 5201-1:2021
の表 29 の方法 1 のはんだ槽法を用いる。 

はんだ合金組成：Sn96.5Ag3.0Cu0.5 

はんだ槽温度：θbath＝245 ℃±3 ℃ 

浸せき（漬）時間：timm＝3 時間±0.3 時間 

熱遮蔽板は，個別規格に規定している場合に限って用いてもよい。 

関連する個別規格が，そこに含まれる部品の鉛フリーはんだ工程への適合性を明確に除外している場合，

この試験は，実施する必要はない。 

5.3.22 はんだ付け性（SnPb はんだ） 
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次によるほか，JIS C 5201-1:2021 の 11.1 による。 

はんだ付け性試験前に加速エージングを実施する。個別規格に規定がない場合，エージング条件 3a（JIS 
C 5201-1:2021 の表 27 による乾燥 155 ℃で 4 時間）を実施する。エージング後，供試品は測定及び試験に

用いる標準大気条件に 2 時間以上 24 時間以下放置する。 

抵抗器の実装には，各種の鉛入りはんだ合金が適用可能であり，それぞれの工程温度要求事項及び一般

的なはんだ付け方法がある。JIS C 5201-1:2021 の 11.1.4.3 による。 

はんだ工程温度群 2（中温）のはんだ付け性試験は，次の詳細な条件によるほか，JIS C 5201-1:2021 の

表 29 の方法 1 のはんだ槽法を用いる。 

はんだ合金組成：Sn60Pb40 又は Sn63Pb37 

はんだ槽温度：θbath＝235 ℃±3 ℃ 

浸せき（漬）時間：timm＝2 秒間±0.2 秒間 

熱遮蔽板は，個別規格に規定している場合に限って用いることが可能となる。 

この試験は，通常，鉛フリー端子めっきを施した部品にも適用する。この理由として，これらのめっき

のほとんどは，鉛入りはんだ工程にも適合しているからである。関連する個別規格に，鉛入りはんだ（SnPb）
を用いる従来のはんだ付け工程及びその中でカバーされる部品の互換性を明示的に除外している場合には，

この試験の実施は必要ない。 

5.3.23 はんだ耐熱性 

次によるほか，JIS C 5201-1:2021 の 11.2 による。 

抵抗器は，関連する個別規格に規定がない場合には，IEC 61760-1 に規定する全てのはんだ付け工程に

耐えなければならない。 

－ すず鉛（SnPb）はんだ気相はんだ付け 

－ 鉛フリーはんだ気相はんだ付け 

－ すず鉛（SnPb）はんだ遠赤外線又は熱風（forced gas convection）はんだ付け 

－ 鉛フリーはんだ遠赤外線又は熱風（forced gas convection）はんだ付け 

－ すず鉛（SnPb）はんだフローはんだ付け 

－ 鉛フリーはんだフローはんだ付け 

 

全てのはんだ付け法に対応するはんだ耐熱性は，JIS C 60068-2-58:2018 の 7.5 及び 7.6 の最も厳しい条件

で試験を実施する。 

はんだ槽法の条件 

－ はんだ合金 ：SnPb，SnCu，SnAgCu 又は SnAg のいずれかの合金 

－ 槽の温度 ：260 ℃±5 ℃ 

－ 浸せき（漬）時間 ：10 秒間±1 秒間 

－ 試験回数 ：1 回 
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 リフロー法の条件 

－ はんだ合金 ：なし 

－ ピーク温度 ：260 ℃ 

－ ピーク時間 ：30 秒間～40 秒間 

－ 液相線以上の時間 ：90 秒間～120 秒間 

－ 試験回数 ：1 回～3 回とし，製品規格の規定による。 

5.3.24 耐溶剤性 

次によるほか，JIS C 5201-1:2021 の 11.3 による。 

方法：方法 1 ラビング法 

溶剤：イソプロピルアルコール（IPA） 

溶剤温度：θbath＝23 ℃±5 ℃又は 50 ℃
0
－5 ℃ 

浸せき（漬）時間：timm＝5 分±0.5 分間 

ラビング材質：脱脂綿又は歯ブラシ 個別規格による。 

ストローク数：n＝10 

注記 溶剤温度 50 ℃では安全性に問題があるため，溶剤温度 23 ℃にする場合がある。 

5.3.25 絶縁抵抗 

絶縁抵抗試験は，絶縁形抵抗器だけに適用し，JIS C 5201-1:2021 の 12.1 による。 

絶縁抵抗試験には，JIS C 5201-1:2021 の 12.1 に規定する適切な方法を用い，角形抵抗器及び長辺電極抵

抗には，JIS C 5201-1:2021 の 12.1.3.5 に規定するパラレルクランプ法，円筒形抵抗器には，JIS C 5201-
1:2021 の 12.1.3.2 に規定する V ブロック法を用いることが望ましい。 

5.3.26 耐電圧 

耐電圧試験は，絶縁形抵抗器だけに適用し，JIS C 5201-1:2021 の 12.2 による。 

耐電圧試験には，JIS C 5201-1:2021 の 12.2 に規定する適切な方法を用い，角形抵抗器及び長辺電極抵抗

には，JIS C 5201-1:2021 の 12.1.3.5 に規定するパラレルクランプ法，円筒形抵抗器には，JIS C 5201-1:2021
の 12.1.3.2 に規定する V ブロック法を用いることが望ましい。 

5.3.27 受動燃焼性 

ニードルフレーム試験は，次によるほか，JIS C 5201-1:2021 の 12.4 による。 

燃焼時間：ta＝10 秒間 
0
－1 秒間 

注記 1 JIS C 5201-1:2021 の 12.4 において，この試験名称は“耐炎性”と規定されている。 

注記 2 この試験名称の変更による試験手順，後処理，最終検査，測定及び要求事項の変更はない。 
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5.4 任意試験及び／又は追加試験 

5.4.1 単パルス高電圧過負荷 

この試験は，パルス形状 1.2/50 を用いた 5.3.7（単パルス高電圧過負荷試験）の代替の厳しさとなる試験

として提示する。 

JIS C 5201-1:2021 の 8.2 による。 

個別規格の規定に従い，この試験を実施するため，供試品は 5.2.2 又は個別規格に従って試験基板に取り

付ける。試験基板は，標準大気条件（例えば，周囲温度 15 ℃～35 ℃）の自由空間に保持する。試験は，

次に示すパルス条件で実施する。 

パルス波形：1.2/50 

パルスピーク電圧：Ûtest＝x×ඥP70×Rn，x≧20 の場合 

ただし，次のとおり制限される。 

         Ûtest≦y×Umax，y≧5 の場合 

乗数 x 及乗数 y の値は，個別規格に規定する。 

この試験は，水準 P 又は水準 R に分類する抵抗器についてだけ推奨する。 

この試験が高度な試験計画で適用する場合，供試品は，外観の欠陥及び発生した抵抗の変化を検査する。

許容抵抗値変化に対する要求は，個別規格の要求性能の箇条に規定し，可能な場合，試験時の抵抗値変化

の限界に関する表に追加する。 

5.4.2 断続過負荷試験 

この試験は，従来のリード線端子付き低電力非巻線（すなわち皮膜）固定抵抗器の規格で採用されてき

た経緯がある。この試験は，歴史的に試験の要求事項が厳密に継続を必要とする規格においてだけ用いる

ことが望ましい。この場合，試験 5.3.8 の周期的パルス高電圧過負荷試験と置き換えることが望ましい。 

この試験の厳しさは，実際の製品の能力及び代表的なアプリケーションの要求に対して不十分であると

みなされている。その欠陥は，ピーク電力が低いこと，平均電力が供試品の定格電力よりも低いこと，及

び印加パルス数が制限されていることにある。 

次によるほか，JIS C 5201-1:2021 の 8.4 による。 

個別規格の規定に従い，この試験を実施するため，供試品は 5.2.2 又は個別規格に従って試験基板に取り

付ける。試験基板は，JIS C 5201-1:2021 の 5.2.3 に規定する標準大気条件（例えば，周囲温度 15 ℃～35 ℃）

の自由空間に保持する。 

推奨されるパルス過負荷電圧は，次の式による。 
Ûtest＝ඥ15×P70×Rn 

次の式の関係によって制限する。 

Ûtest≦2×Umax 
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ここで，  Ûtest： 試験電圧 
  P70： 定格電力 
  Rn： 公称抵抗 
  Umax： 素子最高電圧 

試験時間は，次による。 

パルスサイクル数：n＝1 000 

印加時間：ton＝0.1 秒間／各サイクル 

停止時間：toff＝2.5 秒間／各サイクル 

この試験が高度な試験計画で適用される場合，供試品は，外観の欠陥及び発生した抵抗値の変化を検査

する。許容抵抗値変化に対する要求事項は，個別規格の性能要求事項だけ記載し，可能な場合試験中の抵

抗値変化の限界を表に追加する。 

5.4.3 低温動作 

この試験は，5.3.18 及び JIS C 5201-1:2021 の 10.3 の補足として提示されているが，これはこの規格の適

用範囲内の全ての試験計画の必須部分であることに変わりはない。 

この試験の詳細は，JIS C 5201-1:2021 の 10.2 による。 

この試験が高度な試験計画で適用する場合，供試品は，外観の欠陥及び発生した抵抗の変化を検査する。

許容抵抗値変化に対する要求事項は，個別規格の要求性能の箇条に規定して，可能な場合試験時の抵抗値

変化の限界に関する表に追加する。 

5.4.4 高温高湿（加速） 

注記 この試験は，5.3.20 の“40/93 試験”又は“85/85 試験”と明白な区別がなく，“耐湿負荷寿命試験”

とも呼ばれている。 

この試験は，5.3.20 及び JIS C 5201-1:2021 の 10.4 の補足としているが，この規格の全ての試験計画の必

須部分である。 

次によるほか，JIS C 5201-1:2021 の 10.5 による。 

JIS C 60068-2-67:2001 の B.2（電気的バイアス）a)によって，供試品の温度上昇を 2 K 未満にするため，

試験は定格電圧 Ur の 10 %の負荷で実施する。JIS C 5201-1:2021 の表 23 による。 

この試験の実際的な簡略化のため，JIS C 5201-1:2021 の 10.5.4.2 に示すようにグループ化された直流

（DC）電圧で試験を実施することが可能である。 

絶縁形抵抗器の絶縁抵抗の測定は，5.3.25 による。 

この試験が高度な試験計画で適用される場合，供試品は，外観の欠陥及び発生した抵抗値の変化を検査

する。許容抵抗値変化に対する要求事項は，個別規格の要求性能の箇条に規定して，可能な場合試験時の

抵抗値変化の限界に関する表に追加する。 

6 要求性能 
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6.1 一般事項 

この規格に基づいた個別規格に規定する試験の厳しさ及び要求性能は，この規格よりも低い水準でなく，

この規格と同等以上の水準とする。 

試験の厳しさは，品目別通則 JIS C 5201-1:2021 及びこの規格の箇条 5 の規定に従って，個別規格に規定

する。 

6.2 抵抗値変化の限界 

表 10 は，記載された全ての試験に対する抵抗値変化の限界を示している。抵抗器の性能を分類するため

に，抵抗値変化の限界値は安定性クラスで設定している。個別規格で規定する要求性能は，これらの安定

性クラス及び割り当てられた適切な限界値の選択に基づいている。 

抵抗値変化の限界は，一般に次の式で示す絶対偏差 a と相対偏差 p×R との和で表される。 
ΔR＝p×R＋a 

ここで，無次元実数 p は，通常，百分率で表される。 

注記 絶対偏差と相対偏差との合計値は，抵抗値変化機構が実際の抵抗値と連動するものと，連動しな

いものとがあることを反映している。 

絶対偏差のもう一つの歴史的背景は，当時どの低抵抗器にもあった，低抵抗値測定の不確かさ

に関連している。時代とともに測定能力が向上し，絶対偏差は余剰となっているが，これらの改

良は，抵抗値変化機構の絶対的な部分を放棄するものではない。 

次の式には，絶対偏差と相対偏差とが均等に適用している。 

𝑅′ = 𝑎𝑝 

R＜R'の低抵抗器の場合では，相対偏差は絶対偏差に対して重要性を失う。R≪R'の場合，支配的な絶対

偏差は，試験した抵抗器 R と同じ抵抗値の桁に達するか，R を超えることさえあり，その場合，このよう

な安定性の要求事項は，抵抗器の一般的な品質と一致しないように見えることがある。したがって，個別

規格の作成者は，対象となる低抵抗値の範囲について，表 10 に示されている提案よりも小さくてもよい合

理的な絶対偏差を考慮することを推奨する。 

例 1 100 mΩ までの抵抗値範囲に許容変化量 ΔR＝±（0.5 %×R＋50 mΩ）を適用する場合，範囲の下限

で許容変化量は±50.5 %となる。部品の使用者は恐らくもっと良い安定性を期待する可能性があ

り，規格作成者はこのような場合，より低い許容絶対偏差を用いることを推奨する。 

R＞R'の高抵抗器では，絶対偏差は相対偏差に対して意味を失い，例えば，R＝100×R'では，絶対偏差は

相対偏差の僅か 1 %にしかならない。表示を明確にするために，このような重要でない絶対偏差は，もは

や表示にも適用しない。 

例 2 許容抵抗値変化量 ΔR＝±（0.5 % R＋50 mΩ）を適用した場合，R'＝10 Ω では絶対偏差と相対偏差

とが等しくなる。1 kΩ では，絶対偏差は僅か 0.005 %R であり，相対偏差の 1 %に過ぎない。これ

は抵抗器の品質評価には不可欠なものではない。したがって，R≧1 kΩ の場合にも絶対偏差を表

示し，適用する場合，規格又は関連する試験報告書の読者を混乱させるだけである。 
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表 10－抵抗値変化の限界 

安定性

クラス 
抵抗値変化（ΔR）の限界 

長期試験 短期試験 高度なストレス試験 
JIS C 5201-1:2021 JIS C 5201-1:2021 JIS C 5201-1:2021 JIS C 5201-1:2021 JIS C 5201-1:2021 JIS C 5201-1:2021 
7.3 最高温度での耐久

性 
10.3 一連耐候性 
10.4 高温高湿 
（定常） 

7.1 定格温度 70 ℃での耐久性 8.1 短時間過負荷 
9.8 耐プリント板曲げ

性 
9.10 衝撃 d) 
9.11 振動 a) 
10.1 温度急変 
  5 サイクル 
11.2 はんだ耐熱性 

10.1 温度急変 
 100 サイクル以上 a) 

8.2 単パルス高電

圧過負荷試験 a) 
8.5 静電気放電 b) 

8.3 周期的パルス

高電圧過負荷試験
a) 
8.4 断続過負荷試

験 c) 

1 000 h 延長試験 
8 000 h a) 

 

5 ±(5 %R＋0.1 Ω) ±(5 %R＋0.1 Ω) ±(10 %R＋0.1 Ω) ±(1 %R＋0.05 Ω) 
±(1 %R＋0.05 Ω) ±(1 %R＋0.05 Ω) ±(2 %R＋0.05 Ω) 

2 ±(2 %R＋0.1 Ω) ±(2 %R＋0.1 Ω) ±(5 %R＋0.1 Ω) ±(0.5 %R＋0.05 Ω) 
1 ±(1 %R＋0.05 Ω) ±(1 %R＋0.05 Ω) ±(2 %R＋0.05 Ω) ±(0.25 %R＋0.05 Ω) 

±(0.5 %R＋0.05 Ω) 

±(0.5 %R＋0.05 Ω) ±(1 %R＋0.05 Ω) 

0.5 ±(0.5 %R＋0.05 Ω) ±(0.5 %R＋0.05 Ω) ±(1 %R＋0.05 Ω) ±(0.1 %R＋0.01 Ω) 
0.25 ±(0.25 %R＋0.05 Ω) ±(0.25 %R＋0.05 Ω) ±(0.5 %R＋0.05 Ω) ±(0.05 %R＋0.01 Ω) 

±(0.25 %R＋0.05 Ω) 
0.1 ±(0.1 %R＋0.02 Ω) ±(0.1 %R＋0.02 Ω) ±(0.25 %R＋0.02 Ω) ±(0.05 %R＋0.01 Ω) 
0.05 ±(0.05 %R＋0.01 Ω) ±(0.05 %R＋0.01 Ω) ±(0.1 %R＋0.01 Ω) ±(0.025 %R＋0.01 Ω) 
0.025 ±(0.025 %R＋0.01 Ω) ±(0.025 %R＋0.01 Ω)  ±(0.05 %R＋0.01 Ω) ±(0.01 %R＋0.01 Ω) 
注 a) 水準 P 又は水準 R の抵抗器は必須である。 
注 b) この試験の適用性は，5.3.9 による。 
注 c) この試験は任意であり，5.4 の事項を参照。 
注 d) この試験は任意であり，個別規格に要求ない場合，全ての抵抗器（角形抵抗器，長辺電極抵抗器，円筒形抵抗器）には適用しない。 
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6.3 TCR 

JIS C 5201-1:2021 の 6.2 及びこの規格の 5.3.2 に基づく TCR 試験における可逆的抵抗値変化の制限値を

表 11 に示す。個別規格に規定する要求性能は，これらの限界値を適切に選択した性能とする。 

表 11 の各行には，この規格で用いる様々なカテゴリ温度での抵抗値変化の限界値とともに抵抗温度係

数（TCR）が示されている。 

表 11－温度による抵抗値変化の限界 

抵抗温度 
係数 a) 

抵抗値変化（ΔR/R）の限界 
% 

低温時の TCR 高温時の TCR 
カテゴリ下限温度／基準温度 基準温度／カテゴリ上限温度 

10－6/K 記号 b) －55 ℃ 
/20 ℃ 

－40 ℃ 
/20 ℃ 

－25 ℃ 
/20 ℃ 

－10 ℃ 
/20 ℃ 

20 ℃/ 
85 ℃ 

20 ℃/ 
125 ℃ 

20 ℃/ 
155 ℃ 

20 ℃/ 
175 ℃ 

20 ℃/ 
200 ℃ 

±1 000 W ±7.50 ±6.00 ±4.50 ±3.00 ±6.50 ±10.50 ±13.50 ±15.50 ±18.00 
±500 V ±3.75 ±3.00 ±2.25 ±1.50 ±3.25 ±5.25 ±6.75 ±7.75 ±9.00 
±250 U ±1.875 ±1.500 ±1.125 ±0.750 ±1.625 ±2.625 ±3.375 ±3.875 ±4.500 
±100 S ±0.750 ±0.600 ±0.450 ±0.300 ±0.650 ±1.050 ±1.350 ±1.550 ±1.800 
±50 R ±0.375 ±0.300 ±0.225 ±0.150 ±0.325 ±0.525 ±0.675 ±0.775 ±0.900 
±25 Q ±0.188 ±0.150 ±0.113 ±0.075 ±0.163 ±0.263 ±0.338 ±0.388 ±0.450 
±15 P ±0.113 ±0.090 ±0.068 ±0.045 ±0.098 ±0.158 ±0.203 ±0.233 ±0.270 
±10 N ±0.075 ±0.060 ±0.045 ±0.030 ±0.065 ±0.105 ±0.135 ±0.155 ±0.180 
±5 M ±0.038 ±0.030 ±0.023 ±0.015 ±0.033 ±0.053 ±0.068 ±0.078 ±0.090 
±2 L ±0.015 ±0.012 ±0.009 ±0.006 ±0.013 ±0.021 ±0.027 ±0.031 ±0.036 
±1 K ±0.008 ±0.006 ±0.005 ±0.003 ±0.007 ±0.011 ±0.014 ±0.016 ±0.018 

注 a) 抵抗温度係数（TCR）を追加する場合は，個別規格に規定する。この場合，次に大きい温度係数に対して，

JIS C 60062:2019 に従って適用可能な記号を適用する。 
注 b) 記号は，JIS C 60062:2019 の 7.2 による。 

6.4 温度上昇 

JIS C 5201-1:2021 の 6.7 及びこの規格の 5.3.3 に基づく温度上昇試験における許容温度上昇 Δθmax は，次

の式で定義する値とする。 
Δθmax＝MET－70 ℃ 

ここで，  MET：素子最高温度 

6.5 外観検査 

6.5.1 一般的な外観基準 

個別規格には，抵抗器本体及び端子部の外観検査のための基準を規定する。これらの基準は，次の情報

に基づいていなければならない。 

－ JIS C 5201-1:2021 の 9.1.3 の a)～d)に示される一般的な基準。 

－ この規格の附属書 B に規定する，この規格の適用範囲内の抵抗器に適用される具体的な基準の例示。 

個別規格には，この規格の 7.1 に規定する表示の外観検査に関する基準を規定する。これらの基準は，

次の情報に基づいていなければならない。 
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－ JIS C 5201-1:2021 の 9.1.3 の e)に示される一般的な基準 

－ この規格の附属書 B に規定する，この規格の適用範囲内の抵抗器に適用される具体的な基準の例示。 

6.5.2 試験後の外観基準 

試験後の外観検査は，より具体的な要求事項が個別規格に規定がない場合，次の基準を適用する。 

－ 耐久性試験後の許容範囲内の変色を除き，試験後に抵抗器本体及びその端子部に目に見える損傷があ

ってはならない。 

－ 抵抗器に要求される表示は，長時間の耐久性試験後を除き，試験後も判読可能とする。 

6.5.3 包装材の外観基準 

包装の外観検査は，より具体的な要求事項が個別規格に示されていない場合，次の基準を適用する。 

－ 一次包装 

・ 上テープ（カバーテープ）及び下テープ（ボトムテープ）は，粘着剤が露出しないように適切に位

置決めする。 

・ 上テープ（カバーテープ）及び下テープ（ボトムテープ）の接着剤は，抵抗器につかいないように

する。 

・ 抵抗器は，上下のキャリアテープから突出させない。 

・ 上テープ（カバーテープ）及び下テープ（ボトムテープ）は，キャリアテープのスプロケット穴を

覆ってはならない。 

・ テープは，接合しない。 

・ 抵抗器は，テープポケットで裏返してはならない。 

－ 近接包装 

・ リールの内幅は，テープの外幅にぴったり収まるが，テープを取り出すときに詰まることがあって

はならない。 

・ 箱又はリールに施された表示は，7.3 で要求される全ての詳細を示すものでなければならず，不鮮明

又はしわくちゃであってはならない。 

6.6 はんだ付け性 

JIS C 5201-1:2021 の 11.1.5 及び 11.1.6 による。 

はんだ付け性の外観判定基準は，次による。 

はんだ付けした 95 %以上の表面が，新しいはんだで覆われていなければならない。新しいはんだ表面に，

ピンホール，ぬれなし，はんだはじきなどの不完全な部分が僅かに点在していてもよいが，1 か所に集中

してはならない。 

6.7 絶縁抵抗 

絶縁抵抗の要求事項は，絶縁形抵抗器だけに適用する。 

絶縁抵抗値 Rins は，品質認証試験計画の群 3 の試験 JIS C 5201-1:2021 の 12.1 において，1 GΩ 以上とす

る。 
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絶縁抵抗値 Rins は，次の試験後 1 GΩ 以上とする。 

－ JIS C 5201-1:2021 の 7.1 による定格温度 70 ℃での耐久性試験 

－ JIS C 5201-1:2021 の 7.3 によるカテゴリ上限温度での耐久性試験 

また，次の試験後の絶縁抵抗値 Rins は，100 MΩ 以上とする。 

－ JIS C 5201-1:2021 の 10.3 による一連耐候性 

－ JIS C 5201-1:2021 の 10.4 による高温高湿（定常） 

－ JIS C 5201-1:2021 の 10.5 による高温高湿（加速） 

6.8 受動燃焼性 

JIS C 5201-1:2021 の 12.4.5 及び 12.4.6 による。 

燃焼時間 tb は，30 秒間を超えてはならない。 

7 表示，包装及び発注情報 

7.1 抵抗器本体への表示 

抵抗器本体は，通常，表示されていない。 

抵抗器本体に表示されている場合，抵抗器には，JIS C 60062:2019 の箇条 3，箇条 4 及び JIS C 5201-
1:2021 の 4.4 に規定されているその他の適用可能な多くの項目に従って表示する。 

必要な全ての情報を包装に表示する。 

7.2 包装 

適用可能な場合，JIS C 0806-3 に従って，自動実装用のテーピングを実施する。 

包装は，外観検査を実施する。 

7.3 包装の表示 

JIS C 5201-1:2021 の 4.5 に規定する必要な情報は，全て，近接包装に表示する。 

7.4 発注情報 

個別規格には，抵抗器の発注に必要な情報として，次の情報を最小限指定することが望ましい。 

－ 個別規格の番号及び形式 

－ 公称抵抗値，公称抵抗値の許容差及び TCR（適用可能な場合）。適用可能な場合は，JIS C 60062 の記

号を用いる。 

個別規格には，0 Ω 抵抗器が対象製品群の補足部品である場合，その特別な注文情報を明記ことが望ま

しい。 

個別規格に規定する製品の特殊なバリエーションは，標準の注文情報に任意の接尾語を付けることで識

別してもよい。 
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抵抗器の包装及び配送形態は，通常，発注情報の不可欠な部分ではないため，発注工程で包装を別途指

定する必要がある。これによって，部品表の項目は，単なる物流情報から切り離し，技術的に関連する規

定事項に絞られる。 

この箇条の推奨事項は，製品分類の水準 P 又は水準 R の製品を対象とする個別規格の必要事項として適

用する。 

電子的な発注処理に用いる発注情報には，空欄を含めてはならない。 

8 個別規格 

8.1 一般事項 

個別規格は，関連するブランク個別規格に基づき作成する。 

個別規格は，品目別通則，品種別通則又はブランク個別規格よりも緩い要求事項を規定しない。より厳

しい要求事項が含まれる場合には，個別規格の要求事項に対するそれぞれの箇条に記載し，例えば，注記

などによって，試験計画に示す。 

各個別規格に 8.2 の事項を規定し，また，個別規格に規定する値は，この規格の該当する箇条で規定す

る値から選択する。 

8.2 個別規格に規定する情報 

8.2.1 外形図又は略図 

他の抵抗器との識別及び比較を容易にするために，抵抗器の外形図又は略図を示す。 

8.2.2 形状及び寸法 

形状及び寸法は，4.2 による。 

互換性及び実装に影響する寸法及び関連する許容差は，外形及び寸法を示す図を用いて個別規格に規定

する。 

適切な測定方法を規定し，最大許容寸法は寸法表を用いて規定する。 

製品（抵抗器）の質量は，参考情報として記載してもよい。 

8.2.3 耐候性カテゴリ 

耐候性カテゴリは，4.3 による。 

8.2.4 抵抗値範囲 

抵抗値範囲は，4.4 による。 

個別規格の公称抵抗値範囲と承認を得た範囲とが異なる場合には，次の文章を追加することが望ましい。

“それぞれの形状記号に含む公称抵抗値の範囲及びその許容差並びに TCR は，品質認証の登録，例えば，

ウェブサイト www.iecq.org で閲覧可能である。” 

注記 この細分箇条の上記の段落の内容は，IEC 電子部品品質認証制度（IECQ）の場合に対して記載し
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ている。 

8.2.5 抵抗値の許容差 

抵抗値の許容差は，4.5 による。 

個別規格の公称抵抗値範囲と承認を得た範囲とが異なる場合には，次の文章を追加することが望ましい。

“それぞれの形状記号に含む公称抵抗値の範囲及びその許容差並びに TCR は，品質認証の登録，例えば，

ウェブサイト www.iecq.org で閲覧可能である。” 

注記 この細分箇条の上記の段落の内容は，IEC 電子部品品質認証制度（IECQ）の場合に対して記載

している。 

8.2.6 定格電力 P70 

定格電力は，4.6 による。 

個別規格には，周囲温度 70 ℃（定格温度）での最大の電力 P70 を規定する。 

個別規格には，周囲温度 70 ℃以外の最大の電力，すなわち負荷軽減を，図又は文章によって規定する。 

8.2.7 素子最高電圧 Umax 

素子最高電圧は，4.7 によるほか，JIS C 5201-1:2021 の 3.1.11 による。 

8.2.8 絶縁電圧 Uins 

絶縁電圧は，絶縁形抵抗器だけに適用し，4.8 によるほか，JIS C 5201-1:2021 の 3.1.9 による。 

8.2.9 絶縁抵抗値 Rins 

絶縁抵抗値は，絶縁形抵抗器だけに適用し，4.9 及び 6.7 による。 

8.2.10 試験の厳しさ 

試験の厳しさは，5.3 及び適用する場合は，5.4 による。 

8.2.11 試験後の抵抗値変化の限界 

試験後の抵抗値変化の限界は，6.2 による。 

8.2.12 TCR 

TCR は，6.3 による。 

8.2.13 表示 

抵抗器の表示は，7.1 による。 

包装の表示は，7.3 による。 

8.2.14 発注情報 

発注情報は，7.4 による。 



34 
C 5201-8：0000 (IEC 60115-8：2023) 

著作権法により無断での複製，転載等は禁止されております。 
  

8.2.15 取付け 

個別規格には，通常使用における実装の指針を示す。この指針は，IEC 61760-1:2020 の箇条 5 に示され

る実装工程条件の条件に基づくことが可能である。 

試験及び測定のために要求される取付けは，5.2 による。 

8.2.16 保管 

保管は，JIS C 5201-1:2021 の 4.9 による。 

個別規格には，許容する保管期間を規定し，必要がある場合，適用する再検査の周期，方法及び要求事

項を規定する。 

8.2.17 輸送 

輸送は，JIS C 5201-1:2021 の 4.10 による。 

8.2.18 追加情報 

個別規格には，明確化に必要な回路図，曲線，図面，説明などの追加情報（通常，検査手順で確認する

必要のない事項）を含んでもよい。 

8.2.19 品質評価手順 

個別規格には，適用する抵抗器の品質認証及び品質確認検査の試験計画を規定する。 

8.2.20 0 Ω 抵抗器 

0 Ω抵抗器の要求事項は，附属書 D による。 

9 品質評価手順 

9.1 一般事項 

JIS C 5201-1:2021 の附属書 Q 参照。 

9.2 定義 

9.2.1 製造の初期工程 

JIS C 5201-1:2021 の Q.1.3.1 参照。 

抵抗器の場合，製造の初期工程は，抵抗体皮膜の基体への形成とする。 

9.2.2 構造的に類似した抵抗器 

JIS C 5201-1:2021 の Q.1.3.2 参照。 

抵抗器は，次の場合，構造的に類似した抵抗器とする。 

a) 抵抗器を，1 か所以上の製造拠点で製造し，次の全ての条件に該当する場合。 
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－ 製品技術が同じ 

－ 原材料，製造及び品質検査の手順が同じ 

－ 製造及び品質の管理が主要な製造拠点と同じ 

複数の製造拠点がある場合には，製造業者は，主要な製造拠点及び関連する管理責任者（DMR）を

指名する。 

b) 全ての製造拠点が同一の IECQ 認証機関（IECQ CB）によって管理されている場合，主要な製造拠点

が置かれている国の認証機関であることが望ましい。 

c) 抵抗器が同じ安定性クラス及び耐候性カテゴリをもっている場合 

d) 抵抗器が寸法上の違いだけである場合 

e) 抵抗器が同一の端子構造をもつ場合 

c)の項目だけが異なる抵抗器は，最終工程で安定性クラス及び／又は耐候性カテゴリの要求事項につい

てそれぞれに判定する場合は，構造的に類似した抵抗器とみなしてもよい。 

構造的類似性の概念は，水準 R に分類される抵抗器に対してだけ採用することが可能で，故障率の評価・

判定の目的では，JIS C 5201-1:2021 の附属書 R 参照。 

9.2.3 評価水準 EZ 

JIS C 5201-1:2021 の Q.1.3.3 参照。 

この規格を引用する個別規格における抵抗器の品質認証には，評価水準 EZ を適用する。 

9.3 検査ロットの構成 

検査ロットは，同じ製品技術及び同じ形状の抵抗器で構成する。 

供試品は，認証を得ようとする抵抗器の全ての抵抗値範囲を代表し，次の構成とする。 

－ 1/3 が，その範囲での最小抵抗値 Rmin 

Rmin から 2×Rmin までの範囲から採取，又は認証範囲内で製造された最も低い抵抗値 

－ 1/3 が，臨界抵抗値 Rcrit 

0.8×Rcrit から Rcrit までの範囲から採取 

－ 1/3 が，その範囲での最高抵抗値 Rmax 

0.7×Rmax から Rmax までの範囲から採取，又は認証範囲内で製造された最も高い抵抗値 

認証範囲は，個別規格に規定する範囲の一部でもよい。臨界抵抗値が認証範囲外にある場合，抵抗値範

囲の中央値（最小と最大との抵抗値の幾何平均値の近くにある抵抗値。例えば，1 Ω～1 MΩ の場合，1 kΩ
をいう。）の抵抗値で代用する。 

複数の TCR の抵抗器の品質認証を受けようとする場合，それぞれの TCR を代表する供試品を含まなけ

ればならない。一般的に，TCR の小さい抵抗器は，TCR の大きい抵抗器を代表するとみなす。供試品は，

同様の方法で，認証を得ようとするうちの異なる抵抗値の中で，最も狭い許容値をもつ抵抗器を含める。

異なる特性をもつ供試品は，認証機関（例えば，IECQ CB）の承認が必要となる。 

定期的な品質確認検査の要求がある場合には，検査ロットは，その期間中に作った抵抗値範囲の上限及

び下限を代表することが望ましい。その期間に製造した，外形寸法が同じであって，TCR が異なる抵抗器
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は，TCR の試験が含まれている副群を除き，一緒に試験してもよい。 

品質認証を受けた抵抗器は，認証機関（例えば，IECQ CB）が承認した認証期間中に低抵抗値，高抵抗

値及び臨界抵抗値の供試品を検査しなければならない。 

供試品は，検査期間の最後の 13 週間にわたって採取される。 

9.4 部品認証（IECQ AC）の手順 

JIS C 5201-1:2021 の Q.2 参照。 

9.5 品質認証（QA）の手順 

9.5.1 一般事項 

品質認証試験の手順は，JIS C 5201-1:2021 の Q.3 参照。 

供試品は，9.3 に従って構成する。 

製造業者の責任でない事故による不適合品に関しては，抵抗値ごと及び TCR ごとに 1 個の予備の供試

品と置き換えてもよい。 

取付け後に不具合が見つかった供試品は，続く試験で，品質認証試験での許容不適合数に含めてはなら

ない。それらは，予備供試品に置き換える。 

9.5.2 品質認証 

必要な供試品の総数は，表 12 に破壊試験として分類する全ての供試品数の合計である。品質認証試験計

画に破壊試験の群を追加する場合，総供試品数には追加する群で要求する供試品数を追加する。 

表 12 に，抵抗器の品質認証試験計画を規定する。この品質認証試験計画は，それぞれの試験の適用につ

いて有用な情報を含んでいるため，個別規格に規定する詳細な試験計画に反映しなければならない。各群

の試験は，記載の順で実施する。 

群 4 に必要な供試品を除く全ての供試品は，群 1 及び群 2 の試験を実施した後，他の群に分ける。群 1
又は群 2 の試験の間に不適合が見つかった供試品は，他の群では用いてはならない。 

温度 70 ℃での耐久性試験の 1 000 時間が終了し，さらに，表 12 に規定するその他の試験において不適

合がない場合，品質認証は合格とする。 

9.5.3 品質確認検査 

抵抗器の品質確認検査のためのロットごと及び定期的な試験計画は，表 13 による。 

これらの試験計画は，それぞれの試験の適用について有用な情報を含んでいるため，個別規格に規定す

る詳細な試験計画に反映させる。試験条件及び要求性能は，品質認証試験計画の各試験に規定したものと

同一とする。各群の試験は，記載の順で実施する。 

9.6 能力認証（IECQ AC-C）の手順 

JIS C 5201-1:2021 の Q.4 は，この規格では取り扱わない。 
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9.7 技術認証（IECQ-AC-TC）の手順 

JIS C 5201-1:2021 の Q.5 によって，表 12 及び表 13 の試験計画を用いる。 

9.8 端子めっきの定期的評価 

製造業者は，部品の端子めっきの特性を定期的に評価するシステムを確立することが望ましい。これら

の評価での重要な観点は，はんだ付け可能な表面仕上げ部のウィスカが成長する傾向である。 

このような評価システムは，ウィスカの傾向の評価に適切な試験方法，可能な場合，JIS C 5201-1:2021
の 10.7 に示されている JIS C 60068-2-82:2021 の試験方法を採用することが望ましい。 

9.9 長期保管後の出荷 

JIS C 5201-1:2021 の Q.1.8 による。ただし，検査水準は S-2 に緩和する。 

9.10 成績証明書 

JIS C 5201-1:2021 の Q.1.6 に基づく成績証明書は，製造業者と顧客との間で合意がある場合，提供する

ことが可能となる。 

9.11 適合証明書（CoC） 

製品が，品質認証機関（例えば，IECQ など）によって，この規格への適合の認証を受ける場合，関連す

る規格に従って，包装への表示で適合を宣言する。 

認定した製品は，包装への表示以外の追加の適合証明書（CoC）の必要はない。 
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表 12－品質認証試験計画 

試験項目 a) 試験条件 b) D c)又は 
ND 

n c) c c) 要求性能 

群 1      
6.1 抵抗値 5.3.1 による。 ND … 0 JIS C 5201-1:2021 の 6.1.4 による。 
群 2      
9.1 外観検査 5.3.10 による。 ND … 0 6.5.1 及び個別規格の規定による。 
9.2 寸法（ゲージ法） 5.3.11 による。 （供試品中

の…個） 
個別規格の規定による。 

群 3      
12.1 絶縁抵抗 
（絶縁形抵抗器だけに

適用） 

5.3.25 による。 ND … 0 6.7 による。 

12.2 耐電圧 
（絶縁形抵抗器だけに

適用） 

5.3.26 による。 
Utest＝…・Uins: 
tload＝…s 

JIS C 5201-1:2021 の 12.2.5 によ

る。 

8.1 短時間過負荷 5.3.6 による。 
Utest＝…: 

形式 tload 
… … 
… … 
… … 

外観検査 
抵抗値 

D （供試品中

の…個） 
 
 

 
 
 
 
 
 
6.5.2 による。 
6.2 及び個別規格の規定による。 

群 4 d)      
11.1 はんだ付け性 
（鉛フリーはんだ合

金）e) 

5.3.21 による。 
エージング：… 
試験方法：はんだ槽法 
はんだ合金組成：… 
温度＝…℃ 
時間＝…秒間 
外観検査 

D （供試品の

半分） 
0  

 
 
 
 
 
6.6 による。 

11.1 はんだ付け性 
（SnPb はんだ合金）e) 

5.3.22 による。 
試験方法：はんだ槽法 
はんだ合金組成：… 
温度＝…℃ 
時間＝…秒間 
外観検査 

（供試品の

残り半分） 
 
 
 
 
 
6.6 による。 

群 5      
6.2 TCR 
（抵抗温度係数） 

5.3.2 による。 
測定順序：（20 ℃，LCT，
20 ℃） 
：低温側（20 ℃，UCT，
20 ℃） 
：高温側 

D … 0  
6.3 及び個別規格の規定による。 
 
6.3 及び個別規格の規定による。 
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表 12－品質認証試験計画（続き） 

試験項目 a) 試験条件 b) D c)又は 
ND 

n c) c c) 要求性能 

群 6  D 20 0  
9.8 耐プリント板曲げ

性 
5.3.14 による。 
曲げ深さ，…mm 
曲げ保持時間，…秒間 
曲げ回数，…回 
外観検査 
抵抗値 

D （供試品の

半分） 
0  

基板が曲がった位置にあるとき，

電気的導通され断線がない。 
 
6.5.2 による。 
個別規格の規定による。 

10.1 温度急変 5.3.17 による。 
Ѳinf＝LCT，Ѳsup＝UCT 
n＝5 
外観検査 
抵抗値 

（供試品の

残り半分） 
 
 
 
6.5.2 による。 
6.2 及び個別規格の規定による。 

9.10 衝撃 
（巻線抵抗器だけに適

用） 

5.3.15 による。 
加速度：… 
パルスの接続時間：… 
波形：半正弦波 
厳しさ：…三つの方向

のそれぞれに加えられ

る連続的な衝撃  
（合計 …衝撃) 
外観検査 
抵抗値 

 
 
 
 
 
 
 
 
6.5.2 による。 
個別規格の規定による。 

9.7 固着性 
（角形抵抗器，長辺電

極抵抗器及び円筒形抵

抗器だけに適用） 

5.3.13 による。 
形式 押し力 
… … 
… … 

 
外観検査 

 
 
 
 
 
6.5.2 による。 

10.3 一連耐候性 
試験順序 
－ 高温 
 
－ 温湿度サイクル 
   最初のサイクル 
－ 低温 
 
－ 低圧 
 
－ 温湿度サイクル 
   残りのサイクル 
－ 直流負荷 
 
 
 
 
－ 最終測定 
 

5.3.19 による。 
 
温度：UCT 
時間：16 h 
温度＋55 ℃で 1 サイク

ル 
温度：LCT 
時間：2 時間 
大気圧：…kPa 
時間：1 時間 
温度＋55 ℃で…サイク

ル 
電圧：Utest max＝Umaxで制

限され，次による。 
Utest=ඥP70×Rn 

印加時間：1 min 
外観検査 
抵抗値 
絶縁抵抗 f) 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6.5.2 による。 
6.2 及び個別規格の規定による。 
6.7 による。 



40 
C 5201-8：0000 (IEC 60115-8：2023) 

著作権法により無断での複製，転載等は禁止されております。 
  

表 12－品質認証試験計画（続き） 

試験項目 a) 試験条件 b) D c)又は 
ND 

n c) c c) 要求性能 

群 7      
7.1 70 ℃での耐久性 5.3.4 による。 

電圧：Utest max≦Umaxで制

限され，次による。 
Utest=ඥP70×Rn 

印加時間：1.5 時間 
停止時間：0.5 時間 
試験時間：1 000 時間 
外観検査 
抵抗値 
絶縁抵抗 f) 

D … 0  
 
 
 
 
 
 
6.5.2 による。 
6.2 及び個別規格の規定による。 
6.7 による。 

7.1.9 70 ℃での耐久性 
（水準 P 又は水準 R の

抵抗器だけに適用） 

試験時間：8 000 時間 
抵抗値 

 
6.2 及び個別規格の規定による。 

群 8      
10.4 高温高湿（定常） 5.3.20 による。 

温度：40 ℃ 
相対湿度：93 % 
試験時間：… 
外観検査 
抵抗値 
絶縁抵抗 f) 

D … 0  
 
 
 
6.5.2 による。 
6.2 及び個別規格の規定による。 
6.7 による。 

群 9      
11.2 はんだ耐熱性 5.3.23 による。 

試験方法：はんだ槽法 
温度： 
θbath＝…℃±…℃ 
浸せき（漬）時間： 
timm＝…秒間±…秒間 
外観検査 
抵抗値 
 

D  0  
 
 
 
 
 
6.5.2 による。 
6.2 及び個別規格の規定による。 

12.4 受動燃焼性 5.3.27 による。 
接炎時間： 
ta＝…秒間 

（供試品中

の…個） 
 
 
6.8 による。 

群 10      
9.3 寸法 5.3.12 による。 D 

 
 

… 0 
 
 

個別規格の規定による。 
7.3 カテゴリ上限温度

での耐久性 
5.3.5 による。 
試験時間：1 000 時間 
外観検査 
抵抗値 
絶縁抵抗 f) 

 
 
6.5.2 による。 
6.2 及び個別規格の規定による。 
6.7 による。 

6.7 温度上昇 
（臨界抵抗値以下の抵

抗器に適用） 

5.3.3 による。 𝑈test = ඥ𝑃଻଴ × 𝑅௡ 
温度上昇 

（供試品中

の…個） 
 
 
6.4 による。 
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表 12－品質認証試験計画（続き） 

試験項目 a) 試験条件 b) D c)又は 
ND 

n c) c c) 要求性能 

群 11      
8.5 静電気放電 5.3.9 による。 

形式 UHBM 
… … 
… … 
… … 

npos＝…  ，nneg＝… 
外観検査 
抵抗値 

D … 0  
 
 
 
 
6.5.2 による。 
6.2 及び個別規格の規定による。 

11.3 耐溶剤性 5.3.24 による。 
溶剤：… 
θbath＝…℃ 
timm＝…秒間 
ラビング材質：… 
ストローク数：… 
外観検査 

 
 
 
 
 
 
6.5.2 による。 

群 12      
9.11 振動 5.3.16 による。 

掃引による耐久性： 
周波数：f1＝…Hz 
     f2＝…Hz 
各軸の掃引サイクル

数：n＝… 
加速度：α＝…m/s2 
振幅：d＝…mm 
導電性の連続性 
 
外観検査 
抵抗値 

D … 0  
 
 
 
 
 
 
 
JIS C 5201-1:2021 の 9.11.7.1 によ

る 
6.5.2 による。 
6.2 及び個別規格の規定による。 

8.3 周期的パルス高電

圧過負荷試験 
（水準 P 又は水準 R の

抵抗器に適用） 

5.3.8 による。 
電圧（Ûtest）：… 
印加時間（tpulse）：… 
周波数（fpulse）：… 
試験時間（ttest）：… 
外観検査 
抵抗値 

 
 
 
 
 
6.5.2 による。 
6.2 及び個別規格の規定による。 

8.4 断続過負荷試験 
（水準 P 又は水準 R の

抵抗器に適用） 
（この試験は，旧規格

からの遺産のため 8.3
に置き換えることを推

奨） 
 

5.4.2 による。 
電圧： 
Ûtest＝ඥ15×P70×Rn 
又は Ûtest≦2×Umax 

厳しさ（低）： 
印加時間：0.1 秒間／各

サイクル 
停止時間：2.5 秒間／各

サイクル 
サイクル数：1 000 
外観検査 
抵抗値 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
6.5.2 による。 
6.2 及び個別規格の規定による。 
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表 12－品質認証試験計画（続き） 

試験項目 a) 試験条件 b) D c)又は 
ND 

n c) c c) 要求性能 

群 13      
10.1 温度急変 
100 サイクル以上 
（水準 P 又は水準 R の

抵抗器に適用） 

5.3.17 による。 
θinf＝LCT 
θsup＝UCT 

形式 n 
… … 
… … 
… … 

外観検査 
抵抗値 

D … 0  
 
 
 
 
 
 
6.5.2 による。 
6.2 及び個別規格の規定による。 

群 14      
8.2 単パルス高電圧過

負荷試験 
（水準 P 又は水準 R の

抵抗器に適用） 

5.3.7 による。 
パルス波形：… 
電圧：Ûtest＝… 
繰返し数：n＝… 
1 分間当たりのパルス

数：f≦… 
外観検査 
抵抗値 

D … 0  
 
 
 
 
 
6.5.2 による。 
6.2 及び個別規格の規定による。 

注 a) 箇条番号は JIS C 5201-1:2021 による。対応国際規格では，旧規格の箇条番号を併記しているが，この規格

では削除した。 
注 b) ここに規定した試験条件は，最も関係の深いパラメータによって適切な試験の概要を示すためであり，より

詳細を規定したこの規格の関連する箇条，又は引用規格よりも優先しない。 
注 c) 文字記号及び略語は，附属書 A による。 
注 d) この試験を実施する抵抗器は，群 1，群 2 及び群 3 では測定しないとし，群 1 及び群 2 の供試品には含まれ

ない。 
注 e) 個別規格に，その中に含まれる構成要素がこの試験のはんだ付けプロセスへの適合性を明確に除外してい

る場合には適用しない。それぞれ，5.3.21 又は 5.3.22 による。 
注 f)  この測定は絶縁形抵抗器だけに適用する。 
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表 13－品質確認検査の試験計画 

ロットごとの試験 

試験項目 a) 試験条件 b) D c)又は 
ND 

IL c) c c) 要求性能 

群 A1      
6.1 抵抗値 d) 5.3.1 による。 ND 100 % JIS C 5201-1:2021 の 6.1.4 による。 
群 A2      
9.1 外観検査 e) 5.3.10 による。 ND S-4 0 6.5.1 及び個別規格の規定による。 
9.2 寸法（ゲージ法）e) 5.3.11 による。 個別規格の規定による。 
群 B1      
12.2 耐電圧 
（絶縁形抵抗器にだけ適

用） 
 

5.3.26 による。 
Utest＝…×Uins 
tload＝…秒間 

ND S-3 0  
 
JIS C 5201-1:2021 の 12.2.5 によ

る。 
8.1 短時間過負荷 5.3.6 による。 

Utest＝…： 
形式 tload 
… … 
… … 
… … 

外観検査 
抵抗値 

D  
 
 
 
 
 
6.5.2 による。 
6.2 及び個別規格の規定による。 

群 B2 f)      
11.1 はんだ付け性 
（鉛フリーはんだ合金）g) 
 

5.3.21 による。 
エージング：… 
試験方法：はんだ槽法 
はんだ合金組成：… 
温度＝…℃±…℃ 
時間＝…秒間±…秒

間 
外観検査 

D S-3 0  
 
 
 
 
 
6.6 による。 

11.1 はんだ付け性 
（Sn-Pb はんだ合金）g) 

5.3.22 による。 
エージング：… 
試験方法：はんだ槽法 
はんだ合金組成：… 
温度＝…℃±…℃ 
時間＝…秒間±…秒

間 
外観検査 

S-3  
 
 
 
 
 
6.6 による。 

群 B3      
6.2 TCR 
（抵抗温度係数±50× 

10－6/K よりも優れた抵抗

器に適用） 

5.3.2 による。 
測定順序：（20 ℃，

LCT，20 ℃） 
：低温側（20 ℃，UCT，
20 ℃） 
：高温側 

D S-3 0  
6.3 及び個別規格の規定による。 
 
6.3 及び個別規格の規定による。 
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表 13－品質確認検査の試験計画（続き） 

定期試験 

試験項目 a) 試験条件 b) D c)又は 
ND 

p c) n c) c c) 要求性能 

群 C1 i)  D 3 20 0  
9.8 耐プリント板曲

げ性 
実装は，5.2.2 による。 
5.3.14 による。 
曲げ深さ，…mm 
曲げ保持時間，…秒間 
曲げ回数，…回 
 
外観検査 
抵抗値 

（供試品

の半分） 
 
 
基板が曲がった位置にあると

き，電気的導通され断線があ

ってはならない。 
 
6.5.2 による。 
個別規格の規定による。 

10.1 温度急変 5.3.17 による。 
Ѳinf＝LCT，Ѳsup＝UCT 
n＝5 
外観検査 
抵抗値 

（供試品

の残り半

分） 

 
 
 
6.5.2 による。 
6.2 及び個別規格の規定によ

る。 
9.10 衝撃 
（巻線抵抗器だけに

適用） 

5.3.15 による。 
加速度：… 
パルスの接続時間：… 
波形：半正弦波 
厳しさ：…三つの方向

のそれぞれに加えら

れる連続的な衝撃  
（合計 …衝撃) 
外観検査 
抵抗値 

 
 
 
 
 
 
 
 
6.5.2 による。 
個別規格の規定による。 

9.11 振動 
（巻線抵抗器だけに

適用） 
（水準 P 又は水準 R
の抵抗器だけに適用） 

5.3.16 による。 
掃引による耐久性： 
周波数：f1＝…Hz 
   ：f2＝…Hz 
各軸の掃引サイクル

数：n＝… 
加速度：α＝…m/s2 
振幅：d＝…mm 
電気的連続性 
 
外観検査 
抵抗値 

 
 
 
 
 
 
 
 
JIS C 5201-1:2021 の 9.11.7.1
による。 
6.5.2 による。 
個別規格の規定による。 

9.7 固着性 
（角形抵抗器，長辺電

極抵抗器及び円筒形

抵抗器だけに適用） 

実装は，5.2.2 による。 
5.3.13 による。 

形式 押し力 
… … 
… … 

 
外観検査 

 
 
 
 
 
 
6.5.2 による。 

 

表 13－品質確認検査の試験計画（続き） 
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試験項目 a) 試験条件 b) D c)又は 
ND 

p c) n c) c c) 要求性能 

10.3 一連耐候性 
試験順序 
－ 高温 
 
－ 温湿度サイクル 
   最初のサイクル 
－ 低温 
 
－ 低圧 
 
－ 温湿度サイクル 
   残りのサイクル 
－ 直流負荷 
 
 
 
 
－ 最終測定 
 

5.3.19 による。 
 
温度：UCT 
時間：16 時間 
温度＋55 ℃で 1 サイ

クル 
温度：LCT 
時間：2 時間 
大気圧：…kPa 
時間：1 時間 
温度＋55 ℃で…サイ

クル 
電圧：Utest max＝Umax で

制限され，次による。 
Utest=ඥP70×Rn 

印加時間：1 分間 
外観検査 
抵抗値 
 
絶縁抵抗 h) 

D 3 （全ての

供試品） 
0  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6.5.2 による。 
6.2 及び個別規格の規定によ

る。 
6.7 による。 

群 C2 i)       
7.1 70 ℃での耐久性 実装は，5.2.2 による。 

5.3.4 による。 
電圧：Utest max＝Umax で

制限され，次による。 
Utest=ඥP70×Rn 

印加時間：1.5 時間 
停止時間：0.5 時間 
試験時間：1 000 時間 
外観検査 
抵抗値 
 
絶縁抵抗 h) 

D 3 20 0  
 
 
 
 
 
 
6.5.2 による。 
6.2 及び個別規格の規定によ

る。 
6.7 による。 

7.1.9 70 ℃での耐久

性（水準 P 又は水準 R
の抵抗器だけに適用） 

試験時間：8 000 時間 
 
抵抗値 

12  
 
6.2 及び個別規格の規定によ

る。 
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表 13－品質確認検査の試験計画（続き） 

試験項目 a) 試験条件 b) D c)又は 
ND  

p c) n c) c c) 要求性能 

群 C3 i)       
11.2 はんだ耐熱性 5.3.23 による。 

試験方法：はんだ槽法 
温度： 
θbath＝…℃±…℃ 
浸せき（漬）時間： 
timm＝…秒間±…秒間 
 
外観検査 
抵抗値 
 

D 3 20 0  
 
 
 
 
 
 
6.5.2 による。 
6.2 及び個別規格の規定によ

る。 
12.4 受動燃焼性 5.3.27 による。 

接炎時間： 
ta＝…秒間 

36 （供試品

中の 5 個） 
 
6.8 による。 
 

群 D1 i)       
6.2 TCR 
（抵抗温度係数±50
×10－6/K よりも優れ

た抵抗器に適用） 

5.3.2 による。 
測定順序：（ 20 ℃，

LCT，20 ℃） 
：低温側（20 ℃，UCT，
20 ℃） 
：高温側 

D 12 20 0  
6.3 及び個別規格の規定によ

る。 
 
6.3 及び個別規格の規定によ

る。 
群 D2 i)       
10.4 高温高湿（定

常） 
5.3.20 による。 
温度：40 ℃ 
相対湿度：93 % 
試験時間：… 
外観検査 
抵抗値 
 
絶縁抵抗 h) 

D 12 20 0  
 
 
 
6.5.2 による。 
6.2 及び個別規格の規定によ

る。 
6.7 による。 

群 D3 i)       
9.3 寸法（詳細） 5.3.12 による。 D 36 20 0 個別規格の規定による。 
7.3 カテゴリ上限温

度での耐久性 
5.3.5 による。 
試験時間：1 000 時間 
外観検査 
抵抗値 
絶縁抵抗 h) 

 
 
6.5.2 による。 
6.2 及び個別規格の規定によ

る。 
6.7 による。 

6.7 温度上昇 
（臨界抵抗値以下の

抵抗器に適用） 

5.3.3 による。 
Utest=ඥP70×Rn 

 
温度上昇 
 

（供試品

中の 6
個） 

 
 
6.4 による。 
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表 13－品質確認検査の試験計画（続き） 

試験項目 a) 試験条件 b) D c)又は 
ND  

p c) n c) c c) 要求性能 

群 E i)       
8.5 静電気放電 5.3.9 による。 

形式 UHBM 
… … 
… … 
… … 

npos＝…  ，nneg＝… 
外観検査 
抵抗値 

D 12 20 0  
 
 
 
 
 
6.5.2 による。 
6.2 及び個別規格の規定によ

る。 
11.3 耐溶剤性 5.3.24 による。 

溶剤：… 
θbath＝…℃ 
timm＝…秒間 
ラビング材質：… 
ストローク数：… 
外観検査 

 
 
 
 
 
 
6.5.2 による。 

群 F i)       
10.1 温度急変 

100 サイクル以上 
（水準 P 又は水準 R
の抵抗器に適用） 

5.3.18 による。 
θinf＝LCT 
θsup＝UCT 

形式 n 
… … 
… … 
… … 

外観検査 
抵抗値 

D 36 20 0  
 
 
 
 
 
 
6.5.2 による。 
6.2 及び個別規格の規定によ

る。 
群 G i)       
8.2 単パルス高電圧

過負荷試験 
（水準 P 又は水準 R
の抵抗器に適用） 

5.3.7 による。 
パルス波形：… 
電圧：Ûtest＝… 
繰返し数：n＝… 
1 分間当たりのパルス

数：f≦… 
外観検査 
抵抗値 

D 12 20 0  
 
 
 
 
 
6.5.2 による。 
6.2 及び個別規格の規定によ

る。 
注 a) 箇条番号は JIS C 5201-1:2021 による。対応国際規格では，旧規格の箇条番号を併記しているが，この規格

では削除した。 
注 b) ここに規定した試験条件は，最も関係の深いパラメータによって適切な試験の概要を示すためであり，より

詳細を規定したこの規格の関連する箇条，又は引用規格よりも優先しない。 
注 c) 文字記号及び略語は，附属書 A による。 
注 d) この検査は，製造工程での 100 %検査によって不適合品を除去した後に実施する。ロットが合格であっても

不合格であっても，抜取検査に用いた供試品は，出荷品質レベルを監視するために，全て検査する。抜取水

準は，製造業者が設定する。製造業者は，可能な場合 JIS C 5005-2:2010 の附属書 A に従って抜取水準を設

定する。 
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サンプルに一つ以上の不適合品がある場合，そのロットは不合格とするが，全ての不適合品は評価対象と

して数えなければならない。 
品質レベルの評価には，全ての不適合品をカウントする。統計的に検証した品質限界（SVQL）は，JIS C 

5005-2:2010 の 6.2 に示される方法に従って検査データを蓄積することによって算出する。 
注 e) 製造業者が，管理限界を超える部品を取り除くため，寸法測定に統計的工程管理（SPC）又はその他の仕組

みを取り入れる場合は，この試験を工程内検査で置き換えてもよい。 
注 f) この試験に供される抵抗器は，群 A2 又は群 B1 では測定しない。 
注 g) 個別規格に，その中に含まれる構成要素がこの試験のはんだ付けプロセスへの適合性を明確に除外してい

る場合には適用しない。それぞれ，5.3.21 又は 5.3.22 による。 
注 h) この測定は，絶縁形抵抗器だけに適用する。 

  注 i) ある副群で，1 個以上の不適合品が発生した場合には，その副群に含まれている全ての試験を再度実施する。

再検査で不適合がないことを確認する。再試験中，製品の出荷は継続してもよい。 

 
  



49 
C 5201-8：0000 (IEC 60115-8：2023) 

著作権法により無断での複製，転載等は禁止されております。 
 

附属書 A 
（規定） 

文字記号及び略語 

A.1 文字記号 

記号 記号の説明 単位 
αLCT 基準温度と LCT との間の TCR（コールド TCR） 10－6/K 
αUCT 基準温度と UCT との間の TCR（ホット TCR） 10－6/K 
θinf 例えば，試験サイクルなどの下限温度 ℃ 
θsup 例えば，試験サイクルなどの上限温度 ℃ 
θamb 周囲温度 ℃ 
θbath 溶融金属を含む液体浴の温度 ℃ 
θs 表面温度 ℃ 
θt 端子部温度 ℃ 
θtest 試験適用温度 ℃ 
θte70 定格温度 70 ℃における端子部温度  
Δθmax 最大許容温度 ℃ 
λh 水平方向の熱伝導率 W/（mK） 
λv 水直方向の熱伝導率 W/（mK） 
Â 例えば，振動試験の加速度 m/s2 
ɑ 許容偏差値の絶対値部分 Ω 
C 試験基板又はプリント回路板上の導体の幅 mm 
D 例えば，振動試験の変位 mm 
D 例えば，基板の曲げ試験のたわみ量 mm 
D 抵抗器本体の直径 mm 
F 試験負荷の周波数又は繰返し率 Hz 及 び

min－1 
fpulse パルス負荷の周波数 Hz 
f1 例えば，振動試験の掃引範囲の下限周波数 Hz 
f2 例えば，振動試験の掃引範囲の上限周波数 Hz 
G 試験基板又はプリント回路板上の端子間距離で，抵抗器の直軸に沿ったもの mm 
H 抵抗器本体の全高 mm 
Ir 定格電流 A 
Imax 最大許容電流 A 
Itest 試験電流 A 
Îtest パルス印加試験でのピーク電流 A 
K ケルビン接続導体幅 mm 
L 抵抗器本体の長さ mm 
M 定義された領域の限界と外側の格子位置との間のマージン mm 
N 供試品の数量 1 
N 試験サイクル数 1 
N 任意の数値及び位置 1 
npos 人体モデル静電気放電試験での正極性放電数 1 
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nneg 人体モデル静電気放電試験での負極性放電数 1 
P 許容公差の相対的部分（百分率） 1 
pamb 試験の雰囲気条件としての大気圧 kPa 
P 抵抗器の軸に対して垂直方向の試験基板又は試験架台のピッチ，格子間隔 mm 
P 放熱 W 
P70 周囲温度 70 ℃での定格電力 W 
Pr 定格電力 W 
R 実測抵抗値 Ω 
Rcrit 臨界抵抗値 Rcrit＝Umax

2/P70 Ω 
Rins 絶縁抵抗値 Ω 
Rmin 与えられた範囲の最小抵抗値 Ω 
Rmax 与えられた範囲の最大抵抗値 Ω 
Rn 公称抵抗値 Ω 
Rrsd 残留抵抗値，0 Ω 抵抗の実抵抗値 Ω 
Rrsd max 最大許容残留抵抗値 Ω 
RHtest 試験雰囲気の相対湿度 % 
ΔR 抵抗値変化 Ω 
ΔR/R 試験前の測定値に対する抵抗値変化 % 
ta 受動燃焼性試験のさらし時間 s 
tb 受動燃焼性試験のさらし後の燃焼時間 s 
texp 一連耐候性試験のさらし時間 h 及び d 
timm 耐溶剤性又ははんだ槽試験での浸せき（漬）時間 s 
tload 電気的又は機械的試験での負荷時間 s 
ton 周期的負荷試験での印加時間 s 及び h 
toff 周期的負荷試験での停止時間 s 及び h 
tpulse く（矩）形波パルスの持続時間 s 
ttest 試験手順又は試験シーケンスの継続時間 s 及び h 
Uins 絶縁電圧 V 
Umax 素子最高電圧，又は最大許容電圧 V 
Ur 定格電圧，Ur=ඥP70×Rn V 
Utest 試験電圧 V 
Utest max 最高試験電圧 V 
Ûtest パルス印加試験でのピーク電圧 V 
X 測定位置 mm 
X 負荷率 1 
X パッド又はランドパターンの幅 mm 
Y 負荷率 1 
Y パッド又はランドパターンの長さ mm 
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A.2 略語 

AC 交流，近似正弦波形の電圧又は電流 
CAS 米国化学会の Chemical Abstracts Service（化学文献抄録誌） 
CB 認証機関 
CoC 適合証明書 
D 破壊試験 
DC 直流，非交流電圧又は電流 
DMR 指定管理責任者（品質制度管理者） 
ESD 静電気放電 
FR4 難燃性タイプ 4，プリント回路板で一般的に使用されるガラス強化エポキシラミネート

材料の NEMA グレード指定 
HBM 人体モデル，ESD 試験において人体の静電容量と抵抗器とによって測定する方法 
IECQ IEC 電子部品品質認証制度 
IECQ AC IECQ 部品認証計画－部品認証 
IECQ CB IECQ 認証機関 
IL 検査水準 
IPA イソプロピルアルコール（CAS 登録番号：67-63-0） 
LCT カテゴリ下限温度 
MET 素子最高温度 
ND 非破壊試験 
NEMA アメリカ電機工業会 
PCB プリント回路板 
QA 部品認証計画 
RC 円筒形抵抗器の形式，一般的に皮膜抵抗器に用いられる 
RMS 実効的な交流電圧又は電流を指定する平均二乗平方根 
RR 角形抵抗器の形式，一般的に皮膜抵抗器に用いられる 
RT 長辺電極抵抗器の形式，一般的に皮膜抵抗器に用いられる 
RW 巻線抵抗器の形式，一般的に皮膜抵抗器に用いられる 
SMD 表面実装用デバイス 
SPC 統計的工程管理 
SVQL 統計的に検証された品質限界 
TCR 抵抗温度係数 
U アキシャルリード線皮膜抵抗器の形式，抵抗器本体が縦向きに形成されてラジアル形に

なる場合 
UCT カテゴリ上限温度 
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附属書 B 
（規定） 

外観検査基準 

B.1 一般事項 

この附属書に記載する模式図は，代表的な製品の外観及び起こり得る不具合の事例として適用する。 

B.2 供試品の一般的な外観検査の基準 

抵抗器本体に生じる代表的な不良モードを表 B.1 に示す。 

表 B.1 の供試品は，数字の表示で示されているが，表示の条件とは無関係に基準が設定されている。表

示の基準は，B.4 に示されている。 

表 B.1－供試品外観検査基準 

許容可能 許容不可 
  

保護膜を貫通せず，抵抗体素子を露出しないひっかき傷

は許容される。 
保護膜を貫通し，抵抗体素子を露出するひっかき傷は許

容しない。 
  

抵抗体素子が露出していない保護膜材料の欠けは許容さ

れる。 
抵抗体素子が露出している欠けは許容しない。 

  

抵抗体素子が露出していないセラミック基板の欠けは許

容される。 
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表 B.1－供試品外観検査基準（続き） 

許容可能 許容不可 
  

製品寸法公差内のばりと欠けは，許容される 製品寸法公差を超えるばりと欠けは許容しない。 

B.3 供試品の電極の外観検査基準 

抵抗器の電極に発生する代表的な不良モードを表 B.2 に示す。 

表 B.2 の試験片は数字の表示で示すが，表示の条件とは無関係に基準が規定されている。表示の基準は

B.4 に示す。 

表 B.2－供試品の電極の外観検査基準 

許容可能 許容不可 
  

全電極面積の 40 %未満の電極の欠けは許容される。 全電極面積の 40 %以上の電極の欠けは許容しない。 

B.4 供試品の表示の外観検査基準 

抵抗器の表示に発生する代表的な不良モードを表 B.3 に示す。 
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表 B.3－供試品の表示の外観検査基準 

許容可能 許容不可 
  

供試品の中央に明確で読みやすい表示は許容される。  
  

不明瞭な表示であるが，他の番号と混同することなく判

読が可能なため許容される。 
判読が不可能であり，他の番号と混同する可能性のある

不明瞭な表示は許容しない。 
  

表示のずれがあるが，他の番号と混同することなく判読

可能な場合は，許容される。 
 

B.5 包装の基準 

一般化が不可能な様々な外観があるため，試験片のこんぽう（梱包）に関する視覚的な基準は，個別規

格がカバーするためにオープンのままとなる。 ただし，6.5.3 に規定する事項は，個別規格に規定する。 
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附属書 C 
（参考） 

固定抵抗器の組立に関する製造上の要求事項 

C.1 一般事項 

これらの製造上の要求事項は，プリント回路板への抵抗器の取付けに適用する。ただし，プリント回路

板の設計及び製造業者，はんだ合金の選択，はんだ付け工程の実行などの問題には対応していない。 

注記 これらの製造上の要求事項は，JIS C 61191-1，JIS C 61191-2 及び IPC A-610 に示されるはんだ付

け実装の要求事項に基づいている。 

試験の再現性を確保するため，ソルダペースト自動印刷機及び自動実装機を用いることが望ましい。手

動装置を用いる場合，できばえのばらつきを考慮することが望ましい。 

C.2 はんだパッドとのずれ 

固定抵抗器の搭載アライメントの許容可能及び許容不可を表 C.1 に示す。図は，角形抵抗器で表してい

るが，長辺電極抵抗器及び円筒形抵抗器にも同様に適用可能である。 

表 C.1－搭載時のアライメントの許容可能及び許容不可 

許容可能 許容不可 
  

供試品がパッドの中央に正しく取付けられている。 供試品が X 軸方向に銅パッドからはみ出している。又は

電極の片側がパッドに接続されていない。 
  

供試品は中心からずれているが，パッド内に配置されて

いる。 
供試品は Y 軸方向にパッドからはみ出している。 

  

供試品は，僅かに傾いているが，パッド内に配置されて

いる。 
供試品は傾いており，いずれのパッドからはみ出してい

る。 
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実際の基準，程度又は数値は関連規格に規定する，搭載のずれは物理的及び繰返し試験で大きなばらつ

きをもたらすため，試験の再現性を確保するために，これらの基準に従わなければならない。 

C.3 フィレットの形成 

C.3.1 フィレットの機能 

はんだ付け工程で形成されるはんだフィレットの形状は，はんだ付けの信頼性に影響を与える。はんだ

フィレットは，滑らかな曲線を描き底部までぬれ広がり，電極が観察可能な状態を良好なはんだフィレッ

トと呼ぶ。プリント回路板，はんだ量及びはんだ付け条件における供試品の電極及びパッドのぬれ性は，

はんだフィレットの形成において重要な機能を果たす。したがって，適切に管理された供試品及びプリン

ト回路板を用いて，十分なはんだ付け及び正しいはんだ付け条件で実施することが重要である。 

C.3.2 角形抵抗器及び長辺電極抵抗器 

角形抵抗器及び長辺電極で注意点は同じである。図は，代表的な角形抵抗器で示されているが，同じ条

件が長辺電極にも適用可能である。 

個別規格に規定がない場合，表 C.2 に示すように電極の高さの最上部まではんだが形成されるのが理想

的であるが，電極の高さの半分までのはんだ形成も許容される。 

表 C.2－角形抵抗器及び長辺電極抵抗器のはんだフィレット 

許容可能 許容不可 
  

はんだフィレットが電極を完全に覆う。安定した試験の

再現するために，この状態が望ましい。 
上部電極を越えて供試品上面まではんだフィレットが形

成される。 
  

はんだフィレットが電極の 1/2 以上を覆っている。 はんだフィレットが電極の 1/2 未満しか覆っていない。 
  

はんだフィレットがエッジ全面の電極を覆っている。 はんだフィレットがエッジ全面の電極を覆っていない。

電極の部分的なぬれ不良は受け入れない。 
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C.3.3 円筒形抵抗器 

個別規格に規定がない場合，はんだフィレットのはんだの理想的な被覆率は，表 C.3 に示すように電極

の高さの 1/2 であるが，高さの 4 分の 1 までの被覆も許容する。 

円筒形抵抗器の場合，はんだフィレットの主な機能は側面はんだフィレットによって達成される。側面

はんだフィレットの理想的な形状を表 C.3 に示す。 

表 C.3－円筒形抵抗器のはんだフィレット 

許容可能 許容不可 
  

はんだフィレットは目視で確認可能。安定した試験の再

現性するため，この状態が望ましい。左側のはんだフィ

レットが外観，右側のはんだフィレットが断面に形成さ

れている。 

はんだフィレットは，供試品の高さを越えて供試品上面

まで形成される。 

  

はんだフィレットが電極の 1/4 以上を覆っている。 はんだフィレットが電極の 1/4 未満しか覆っていない。 

C.4 パッドと電極の間とのソルダペーストの厚さ 

パッドと下部電極との間のはんだ厚さは，外側から見えないため特定が不可能である。ただし，十分に

接続するためには，少なくともソルダペーストの層が必要である。表 C.4 は，下部電極と銅パッドとの間

のソルダペースト厚さの理想的な状態を示している。 

注記 ソルダペースト印刷に金属スクリーンマスク厚（100 μm～150 μm）を用いる場合，電極とパッド

との間に十分な 10 μm～20 μm の厚さのソルダペースト層を形成することが可能である。 
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表 C.4－パッドと電極との間のソルダペースト厚さ 

許容可能 許容不可 
  

電極とパッド間とのギャップが小さすぎて，ソルダペー

ストが機能を維持するのに十分ではない。 
 

電極と銅パッドとの間のソルダペースト厚さが正しく形

成され，厚さ又はギャップが両側で均一である。 
供試品が傾いており，片側の電極とパッドとの間のギャ

ップが適切ではない。 

C.5 はんだボール 

はんだボールは，観察されてはならない。この不良は，短絡を引き起こす可能性がある（表 C.5 参照）。 
表 C.5－はんだボール 

許容可能 許容不可 
 

 
異物又は余分な物質の付着なし。 過剰なソルダペーストによって形成されたはんだボー

ル。 

 
  



59 
C 5201-8：0000 (IEC 60115-8：2023) 

著作権法により無断での複製，転載等は禁止されております。 
 

附属書 D 
（規定） 

0 Ω抵抗器（ジャンパー抵抗器） 

D.1 一般事項 

この附属書は，0 Ω 抵抗器（以下，ジャンパー抵抗器という。）を，0 Ω を超える公称抵抗値の抵抗器の

補足部品とみなす場合，ジャンパー抵抗器を同じ個別規格で，かつ，同じ品質評価手順で扱えるようにす

ることを許可している。 

この附属書の規定は，次の D.1～D.7 に規定する修正事項がある場合を除き，シャンパー抵抗器に適用す

る。 

D.2 推奨特性 

ジャンパー抵抗器に関しては，箇条 4 による推奨特性の規定を，次のように修正して適用する。 

－ 4.3 の推奨耐候性カテゴリ：ジャンパー抵抗器の試験には，0 Ω を超える公称抵抗値の抵抗器と同じ耐

候性カテゴリを適用する。複数の耐候性カテゴリが規定されている場合，最も厳しい耐候性カテゴリ

を適用する。 

－ 4.4 に規定する公称抵抗値は，ジャンパー抵抗器の場合，0 Ω とする。 

－ 4.5 に規定する公称抵抗値の許容差を，最大許容残留抵抗値 Rrsd max に置き換える。Rrsd max の推奨値は，

10 mΩ，20 mΩ 及び 50 mΩ である。 

－ 4.7 に規定する素子最高電圧 Umax を，直流又は交流（実効値）での最大許容電流 Imax に置き換える。 

D.3 試験及び試験の厳しさ 

ジャンパー抵抗器は，箇条 5 による試験及び試験の厳しさの規定を，次のように修正して適用する。 

－ 試験電圧 Utest 及び試験電圧の最大値 Utest max は，ジャンパー抵抗器には用いず，それぞれ定格電流 

Ir＝ටP70⋅Rrsd max ，は最大許容電流 Imax に基づく試験電流 Itest を適用する。 

－ 定格電圧 Ur＝ඥP70×Rnは，ジャンパー抵抗器には用いず，最大許容電流 Imax を適用する。 

－ 5.3.6 に規定する短時間過負荷の試験電圧はジャンパー抵抗器には適用せず，推奨する過負荷試験電流

Itest は，次による。 
Itest＝2.5×Imax 

ここで，Imax：最大許容電流 

過負荷試験時間は，Rn＞0 Ω の抵抗器と同じ値を適用する。 

－ 5.3.7 に規定する単パルス高電圧過負荷試験は，ジャンパー抵抗器には適用しない。 

－ 5.3.8 に規定する周期的パルス高電圧過負荷試験の試験電圧は，ジャンパー抵抗器には適用せず，推奨

するパルス過負荷試験電流 Itest は，次による。 
Îtest＝√25×Imax 
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ここで，Imax：最大許容電流 

更なる過負荷条件に対して，過負荷要因によって対応するように設定された試験電流を適用する。 

－ 5.3.9 に規定する静電気試験（ESD）試験は，ジャンパー抵抗器には適用しない。 

－ 5.4.2 に規定する断続過負荷試験の試験電圧は，ジャンパー抵抗器には適用せず，推奨するパルス過負

荷試験電流 Itest は，次による。 
Îtest＝√15×Imax 

ここで，Imax：最大許容電流 

D.4 要求性能 

ジャンパー抵抗器に関しては，箇条 6 による要求性能の規定を，次の事項を修正して規定する。 

－ 6.2 に規定する試験の抵抗値変化の限界について，規定する安定性クラス及び規定する抵抗値変化の

限界は，最大許容残留抵抗値 Rrsd max に対する残留抵抗値 Rrsd の適合が，各試験の限界として適用し，

次の式の関係がある。 
Rrsd≦Rrsd max 

－ 6.3 に規定する抵抗温度特性は，ジャンパー抵抗器には適用しない。 

D.5 表示，包装及び発注情報 

ジャンパー抵抗器に関しては，箇条 7 による表示及び包装並びに発注情報の規定を，次を修正して規定

する。 

－ 7.1 に規定する抵抗器本体への表示は，次による。 

JIS C 60062:2019 の箇条 3 によるカラーコードで表示する抵抗器のファミリである場合，ジャンパ

ー抵抗器は，単一の黒帯を表示する。 

JIS C 60062:2019 の箇条 4 による文字と数字記号とで表示する抵抗器のファミリである場合，単一

の文字ゼロを表示する。 

－ 7.4 に規定する発注情報に，抵抗値の許容差及び抵抗温度特性の指定は，ジャンパー抵抗器には適用し

ない。 

個別規格には，発注情報の長さを統一するために，許容差及び TCR の代わりにつな（繋）ぎ文字を用い

ることを規定してもよい。 

D.6 個別規格 

ジャンパー抵抗器の場合，箇条 8 に規定する情報は，この附属書 D のように修正して適用する。 

D.7 品質評価手順 

ジャンパー抵抗器に関しては，箇条 9 による品質評価手順の規定を，次のように修正して適用する。 

－ 試験電圧 Utest 及び最高試験電圧 Utest max は，ジャンパー抵抗器には適用せず，それぞれ Itest に対する規

定として適用する。 
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－ 定格電圧 Ur＝ඥP70×Rnが要求されている箇所に，最大許容電流 Imax を適用する。 

－ 検査ロットの構成に関して，ジャンパー抵抗器は，いかなる抵抗値範囲であっても，その一部とみな

すことは不可能であるため，抵抗値範囲の下限値としない。 

JIS C 5201-1:2021 の 6.7（温度上昇）は，ジャンパー抵抗器にも適用する。 

ジャンパー抵抗器の品質認証及び品質確認検査では，次の試験を適用し，表 6 又は表 7 の試験は適用し

ない。 

－ JIS C 5201-1:2021 の 6.2（TCR）に規定する TCR 

－ JIS C 5201-1:2021 の 8.2（単パルス高電圧過負荷試験）に規定する単パルス高電圧パルス試験 

－ JIS C 5201-1:2021 の 8.5（静電気放電）に規定する静電気放電及び人体モデル 
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附属書 E 
（参考） 

任意試験及び／又は追加試験の適用に関する指針 

E.1 一般事項 

この規格の 5.4 に示される任意試験及び／又は追加試験は，提示されたいずれの試験計画にも含まれて

いない。この附属書は，各試験を試験計画に適切に実施するための推奨事項を記載する。 

E.2 単パルス高電圧過負荷試験 

水準 P 又は水準 R に分類される抵抗器には，パルス形状 10/700 に基づく厳しさをもつ単パルス高電圧

過負荷試験が採用される。この試験 10/700 に基づく厳しさは，パルス形状 1.2/50 に基づく厳しさに置き

換えることが可能で，この試験の識別関連性を維持するために適切な高過負荷係数 x 及び y を設定するこ

とが望ましい。 

これは，表 E.1 に示すように，表 12 の群 14 及び表 13 の群 G に影響する。提示された表の一部は，そ

れぞれの表に直接置き換えるとよい。したがって，表 E.1 の脚注の参照は，元の表の脚注を指している。 

表 E.1－単パルス高電圧過負荷試験の実施 

品質認証試験計画への登録 
試験項目 a) 試験条件 b) D c)又は 

ND 
n c) c c) 要求性能 

群 14      
8.2 単パルス高電圧過負

荷試験 
（水準 P 又は水準 R の抵

抗器に適用） 

5.4.1 による。 
パルス波形：1.2/50 
電圧： 
Ûtest＝x×ඥP70×Rn 
Û test≦y≦Umax 
繰返し数：n＝… 
1 分間当たりのパルス

数：f≦… 
外観検査 
抵抗値 

D … 0  
 
 
 
 
 
 
 
6.5.2 による。 
6.2 及び個別規格の規定によ

る。 
品質確認検査計画への登録 

定期試験 
試験項目 a) 試験条件 b) D c)又は 

ND 
p c) n c) c c) 要求性能 

群 G i)       
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8.2 単パルス高電圧

過負荷試験 
（水準 P 又は水準 R
の抵抗器に適用） 

5.4.1 による。 
パルス波形：1.2/50 
電圧： 
Ûtest＝x×ඥP70×Rn 
Û test≦y≦Umax 
繰返し数：n＝… 
1 分間当たりのパルス

数：f≦… 
外観検査 
抵抗値 

D 12 20 0  
 
 
 
 
 
 
 
6.5.2 による。 
6.2 及び個別規格の規定

による。 

E.3 断続過負荷試験 

水準 P 及び水準 R に区分される抵抗器は，認証試験計画の中で断続過負荷試験が採用されている。JIS 
C 5201-1:2021 の 8.4 は，リード線端子付き低電力皮膜抵抗器の様々な歴史的個別規格で採用されてきたが，

この試験は現代の適用条件に照らして不適切であるとみなされ，したがって JIS C 5201-1:2021 の 8.3 のよ

り厳しい周期的パルス高電圧過負荷試験に置き換えられている。 

なお，過去の試験要件の厳密な継続を必要とする仕様が存在する可能性がある。そのような場合，周期

的パルス高電圧過負荷試験は，従来の断続過負荷試験に置き換えることが可能である。 

これは，表 E.2 に示すように，表 12 の群 12 だけに影響する。提示された表の断片は，それぞれの表で

直接置き換えて用いることが望ましい。したがって，表 E.2 の脚注の参照は，元の表の脚注を指している。 

表 E.2－断続過負荷試験の実施 

品質認証試験計画への登録 
試験項目 a) 試験条件 b) D c)又は 

ND 
n c) c c) 要求性能 

群 12      
8.4 断続過負荷試験 
（水準 P 又は水準 R の抵

抗器に適用） 

5.4.2 による。 
Ûtest＝ඥ15×P70×Rn 
電圧は Ûtest≦2×Umaxで制限

される。 
印加時間 ton＝0.1 秒間 
休止時間 toff＝2.5 秒間 
印加回数 n＝1 000 
外観検査 
抵抗値 

D … 0  
 
 
 
 
 
 
 
6.5.2 による。 
6.2 及び個別規格の規定によ

る。 

E.4 低温動作 

水準 P 又は水準 R に区分する抵抗器では，最近の機器の要求として，低温での動作試験を要求すること

があり，これは耐候性手順の単なる低温試験よりも厳しいとみなされる。ただし，長期間にわたって収集

した試験結果の完全性を維持するために，耐候性手順においてこの試験を置き換えることは推奨しない。 

この試験は，供試品に対して破壊試験であると認識されているため，既存の試験群内の他の試験と順次
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組み合わせるのには適さない。したがって，各試験計画に新しい独立した試験群として確立することが望

ましい。 

提案する実施内容の詳細を表 E.3 に示す。記載した表の一部は，それぞれの表の直接の修正として用い

る。したがって，表 E.3 の脚注参照は，元の表の脚注を指している。 

表 E.3－低温動作の実施 

品質認証試験計画への登録 
試験項目 a) 試験条件 b) D c)又は 

ND 
n c) c c) 要求性能 

10.2 低温動作 
（水準 P 又は水準 R の抵

抗器に適用） 

5.4.3 による。 
温度：LCT 
電圧：Utest≦Umax で制

限され，次による。 
Utest＝ඥP70×Rn 
外観検査 
抵抗値 

D … 
 

0  
 
 
 
 
6.5.2 による。 
6.2 及び個別規格の規定によ

る。 
品質確認検査計画への登録 

定期試験 
試験項目 a) 試験条件 b) D c)又は 

ND 
p c) n c) c c) 要求性能 

10.2 低温動作 
（水準P又は水準Rの

抵抗器に適用） 
 

5.4.3 による。 
温度：LCT 
電圧：Utest≦Umax で制

限され，次による。 
Utest＝ඥP70×Rn 
外観検査 
抵抗値 
 

D 12 20 0  
 
 
 
 
6.5.2 による。 
6.2 及び個別規格の規定

による。 

この試験の結果の評価は，適切な受入基準を必要とし，表 10 に記載することが必要である。この試験の

性質は，それを短期試験群に割り当てることが可能である。 

E.5 高温高湿（加速） 

水準 P 又は水準 R に区分される抵抗器は，最近の機器の要求として，標準の高温高湿（定常）試験より

も厳しいとみなされる高温高湿（加速）試験が要求される場合がある。ただし，経時的に収集した高温高

湿試験結果の比較可能性を維持するために，試験日程の中でこの試験に置き換えることは推奨されない。 

この試験は，供試品に対して破壊試験であるため，既存の試験群内の他の試験と順次組み合わせるのに

は適さない。したがって，この試験は，各スケジュールに新しい独立した試験群として設定することが望

ましく，恐らく終了時に修正される。 

提案する実装の詳細を表 E.4 に示す。提示された表の内容は，それぞれの表の直接の修正として用いる

ことが望ましい。したがって，表 E.4 の脚注の参照は，元の表の脚注を指している。 
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表 E.4－高温高湿（加速）試験の実施 

品質認証試験計画への登録 
試験項目 a) 試験条件 b) D c)又は 

ND 
n c) c c) 要求性能 

群##      
10.5 高温高湿（加速） 
（水準 P 又は水準 R の抵

抗器に適用） 

5.4.4 による。 
温度：85 ℃ 
湿度：85 % 
電圧：Utest≦100 V で制限さ

れ，次による。 
Utest＝0.1×ඥP70×Rn 
試験時間：1 000 時間 
外観検査 
抵抗値 

D … 
 

0  
 
 
 
 
 
 
6.5.2 による。 
6.2 及び個別規格の規定に

よる。 
品質確認検査計画への登録 

定期試験 
試験項目 a) 試験条件 b) D c)又は 

ND 
p c) n c) c c) 要求性能 

群##       
10.5 高温高湿（加

速） 
（水準 P 又は水準 R
の抵抗器に適用） 

5.4.4 による。 
温度：85 ℃ 
湿度：85 % 
電圧：Utest≦100 V で制限

され，次による。 
Utest＝0.1×ඥP70×Rn 
試験時間：1 000 時間 
外観検査 
抵抗値 

D 12 20 0  
 
 
 
 
 
 
6.5.2 による。 
6.2 及び個別規格の規定

による。 

この試験の結果の評価は，適切な受入基準を必要とし，それは望ましくは表 10 に記載することが必要で

ある。この試験の性質は，耐候性長期試験群に割り当てることが可能である。 
  



66 
C 5201-8：0000 (IEC 60115-8：2023) 

著作権法により無断での複製，転載等は禁止されております。 
  

附属書 F 
（参考） 

推奨試験基板温度 70 ℃における耐久性試験における温度上昇 

F.1 一般事項 

自己発熱する抵抗器の温度は，部品を実装したプリント回路板が置かれる空間の温度，対流条件，印加

電力及びプリント回路板の放熱能力で決まる。抵抗器の定格温度 70 ℃での耐久性試験の一般的な状態は，

次の内容によって決定される。 

－ プリント回路板周囲温度：70 ℃ 

－ 対流条件：自然対流 

－ 印加電力：供試体の定格電力 

－ 試験基板：推奨試験基板 

この附属書は，抵抗器の受渡当事者間で推奨試験基板の放熱能力に関して共通の認識をもつことを目的

として，推奨試験基板を用いて定格温度 70 ℃における耐久性試験を実施した場合に，供試品の温度を示す

ことを目的とする。 

この附属書は，定格温度 70 ℃での耐久試験における抵抗器温度を端子部に設定し，ホットスポット温

度（抵抗器で最高温度になる部分）は参考値とする。これはシミュレーション結果から導かれたものであ

る。 

F.2 定格温度 70 ℃の耐久試験における抵抗温度表示位置 

F.2.1 シミュレーションモデル 

端子部温度，抵抗器のホットスポット温度及び外部から観測した表面ホットスポット温度を比較したシ

ミュレーションモデルを図 F.1 に示す。抵抗体素子パターンの異なる二種類の RR2012M を同一試験基板

に搭載し，同一温度，自然対流及び同一電力を印加した。 

用いたシミュレータは，有限素子法シミュレータである。このシミュレータは，電界解析及び熱伝達解

析を組み合わせ，トリミングラインの温度分布への影響を観測する。基板の総面積は一辺 100 mm の正方

形とする。境界条件は次による。試験基板は自然対流下に設置され，抵抗器は上面に実装される。対流に

よる放熱は，基板表面の熱伝導率（θs：表面温度，θamb：周囲温度）を 2.32×（θs − θamb）0.25 W／（Km2），

基板裏面の熱伝導率を 1.16×（θs − θamb）0.25 W／（Km2）とした。放熱は，基板の上下両面の放射率を 0.85
とした。周囲温度は 25 ℃とし，抵抗体パターン両端の電位差を調整し，抵抗器 1 個当たり 0.25 W のジュ

ール熱を発生させる。また，パターンのジュール熱による温度上昇を抑制するため，抵抗の抵抗値を高く

して電流を低減する。 
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a)－シミュレーションモデルの平面図及び拡大図 

 

b)－トリミングがある抵抗体素子の図 

 

c)－シミュレーションモデルの断面図 
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 記号説明 
1：抵抗体素子（トリミングなし） 
2：抵抗体素子（シングルカットトリミングライン） 
3：アルミナ基板 
4：電極 
5：保護膜 
6：はんだフィレット 
7：銅パターン 
8：ガラスエポキシ基板（FR4） 
文字記号は，A.1 による。 
 

図 F.1－シミュレーションモデル 

シミュレーションモデルの寸法を表 F.1 に，シミュレーションで用いた物性値を表 F.2 に示す。 

表 F.1－シミュレーションモデルの寸法 

記号 名称 長さ（mm） 
L 抵抗器の長さ 2.0 
W 抵抗器の幅 1.25 
t 抵抗器の厚さ 0.5 

Le 抵抗体素子の長さ 1.2 
We 抵抗体素子の幅 1.0 
te 抵抗体素子の厚さ 0.01 
to 保護膜の厚さ 0.03 
Lct 銅パターンの長さ 60 
Wct 銅パターンの幅 2.0 
tct 銅パターンの厚さ 0.035 
Ll ランドパターンの長さ 1.3 
Wl ランドパターンの幅 1.5 
Gl ランドパターン間のギャップ長さ 0.6 
Pct 銅パターンのピッチ 5.0 
tb 印刷されたプリント回路板の厚さ 1.6 
Lt トリミングラインの長さ 0.5 
Wt トリミングラインの幅 0.03 

注記 この表に示す記号は，特定のシミュレーションモデルだけに用

いるため，附属書 A では一部省略している。 

表 F.2－シミュレーションで使用される物性値 

部位 熱伝導率λ（W／（mK）） 
抵抗体素子 0.7 
アルミナ基板 21 

電極 427 
保護膜 0.3 

はんだフィレット 64 
銅パターン 402 

ガラスエポキシ（FR4） （異方性）水平λh＝0.7 垂直λv＝0.35 

F.2.2 シミュレーション結果 

シミュレーション結果を図 F.2 に示す。端子部温度はトリミング線の有無にかかわらず抵抗器で同じで

あるが，ホットスポット温度と表面から観測される温度とは抵抗体素子上のトリミングの有無によって大
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きく異なる。 

 

a)－トリミング線のない抵抗器の温度 

 

b)－シングルカットトリミング線のある抵抗器の温度 

 

 
 記号説明 
x：測定位置（mm） 
θ：温度（℃） 
1：ホットスポット 
2：保護膜面の温度分布 
3：銅パターンの温度分布 
4：表面ホットスポット温度 
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5：端子部温度（93 ℃） 
6：RR2012M の抵抗器 
7：銅パターン 
 

図 F.2－シミュレーション結果 

F.2.3 定格温度 70 ℃の耐久性試験時の抵抗温度決定に適した位置 

シミュレーション結果から，ホットスポット温度はトリミングラインの形状によって容易に変化するこ

とが分かる。このことは，推奨試験基板の放熱能力を決定する上で汎用的ではないことを意味する。また，

ホットスポットを外部から測定することは困難である。一方，端子部温度はトリミングラインの形状に依

存しない。したがって，端子部温度はホットスポット温度よりも抵抗器温度を決定するのに適している。 

端子部の適切な温度測定については，IEC TR 63091 参照。 

F.3 定格温度 70°C の耐久性試験時の各推奨試験基板と温度上昇との印加電力 

F.3.1 注意事項 

同一寸法の抵抗器の定格電力が大きくなると，将来的に推奨試験基板が不足する可能性がある。 

この附属書に示したデータとは端子部温度上昇が大きく異なる試験基板（放熱特性が大きく異なる試験

基板）を用いて定格温度 70 ℃での耐久性試験を実施する場合，図 F.3 に示す端子部における負荷軽減曲

線を用いて試験時の供試品の端子部温度を明示することを強く推奨する。これは，受渡当事者間で試験結

果に食い違いが生じないようにするためである。 

この附属書のデータは，垂直方向熱伝導率λv＝0.35 W／（mK），水平方向熱伝導率λh＝0.7 W／（mK）

の試験基板を用いた場合の例である。推奨試験基板と異なるλv,λh の試験基板を用いた場合，端子部温度

上昇から外れる可能性が高くなる。抵抗器の製造業者は，垂直・水平熱伝導率を考慮して推奨試験基板を

設定することが重要である。 

この附属書に示す推奨試験基板は，定格温度 70 ℃での耐久性試験において，各サイズの抵抗器に全般

定格電力を適用した場合，端子部でのカテゴリ温度 125 ℃を想定して設計されている。これは，一般的な

FR4 プリント回路板がガラス転移温度である 130 ℃以下で用いることを想定して設計されているためで

ある。 

端子部における負荷軽減曲線上の全ての端点及び折れ点は，試験によって検証する。 
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 記号説明 
θt：端子部温度 
UCT：カテゴリ上限温度 
θte70：定格温度 70 ℃における端子部温度 
P：印加電圧 
Pr：定格電力 
 

図 F.3－端子部温度を x 軸とした端子部における負荷軽減曲線 

F.3.2 角形抵抗器の温度上昇データ（シミュレーション） 

角形抵抗器の推奨試験基板の定格温度 70 ℃での耐久性試験におけるシミュレーション結果を図 F.4～
図 F.13 に示す。 
  

定
格

電
力

 

周囲温度 
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図 F.4－RR0402M 70 °C での電力と温度との関係図 

図 F.5－RR0603M 70 °C での電力と温度との関係図 

 

図 F.6－RR1005M 70 °C での電力と温度との関係図 
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図 F.7－RR1608M 70 °C での電力と温度との関係図 

 

図 F.8－RR2012M 70 °C での電力と温度との関係図 

 

図 F.9－RR3216M 70 °C での電力と温度との関係図 
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図 F.10－RR3225M 70 °C での電力と温度との関係図 

 

図 F.11－RR4532M 70 °C での電力と温度との関係図 

 

図 F.12－RR5025M 70 °C での電力と温度との関係図 
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図 F.13－RR6332M 70 °C での電力と温度との関係図 

F.3.3 長辺電極抵抗器抵抗に関する温度上昇のデータ（シミュレーション） 

長辺電極抵抗器の推奨試験基板の定格温度 70 ℃での耐久性試験におけるシミュレーション結果を図

F.14～図 F.20 に示す。 

 

 

図 F.14－RT0510M 70 °C での電力と温度との関係図 
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図 F.15－RT0816M 70 °C での電力と温度との関係図 

 

図 F.16－RT1220M 70 °C での電力と温度との関係図 

 

図 F.17－RT1632M 70 °C での電力と温度との関係図 
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図 F.18－RT3245M 70 °C での電力と温度との関係図 

 

図 F.19－RT2550M 70 °C における電力と温度との関係図 

 

図 F.20－RT3263M 70 °C における電力と温度との関係図 
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F.3.4 円筒形抵抗の温度上昇データ（シミュレーション） 

円筒形抵抗器の推奨試験基板の定格温度 70 ℃での耐久性試験におけるシミュレーション結果を図 F.21
～図 F.24 に示す。 

 

図 F.21－RC1610 70 °C での電力と温度との関係図 

 

図 F.22－RC2012M, RC2211M 70 °C での電力と温度との関係図 
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図 F.23－RC3514M, RC3715M 70 °C での電力と温度との関係図 

 

図 F.24－RC5922M, RC6123M 70 °C での電力と温度との関係図 

 

F.4 試験基板に取り付ける供試品の理想的な数 

F.4.1 一般事項 

各試験基板上の供試品の数は，試験実施者の裁量に任されている。したがって，試験基板に取付ける供

試品の理想的な数を示すことは有用である。表 5，表 6 及び表 7 に示す目標温度に到達するためには，少

なくとも推奨試験基板に定格電力を適用する必要がある。 

F.4.2 試験基板内の温度変化 

19 個の供試品を取付けた RR3216M の推奨試験基板を図 F.25 に示している。RR3216M の表 5 に定義さ

れている最小数は 18 であるため，これは推奨事項を満たしており，中心を作成するために供試品を奇数に

するために一つの供試品を追加した。シミュレーションによる各供試品の温度を図 F.26 に示している。 
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記号説明 
1：ガラスエポキシ（FR4）プリント回路板  
2：銅パターン  
3：RR3216M 抵抗器  
4：供試品 No.1 
5：供試品 No.10 
6：供試品 No.19 

図 F.25－19 個の供試品を搭載した RR3216M の推奨試験基板の図 

 

記号説明 
n：供試品番号  
A：RR3216M 供試品 No.1～No.19 各 0.25 W を適用  
B：RR3216M 供試品 No.6～No.14 各 0.25 W を適用  
C：RR3216M 供試品 No.8～No.12 にそれぞれ 0.25 W を適用  

図 F.26－供試品の取付け数による温度変化 
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図 F.26 に示すように，19 個の供試品の全てに定格電力を適用した場合でも，試験基板の端部にある供

試品の端子部の温度は中央部よりも低くなる。取付け数が 9 個，5 個などの提案されている数よりも少な

い場合，予想温度及び目標温度に達しない供試品が増加し，試験精度が低下する。最小の供試品数を設定

する理由は，可能な限り多くの供試品について同じ条件で試験を実施するためである。 

F.3 に示すデータは，最小数以上の供試品を試験基板に取付けた場合の，試験基板の中央部に取付けた供

試品の端子部温度である。これらのデータはシミュレーションによって計算したものである。 

ピッチ（P）が広くなるほど推奨取付け数が少なくなるのは，隣接する供試品間の距離が離れ，隣接する

供試品からの熱干渉が弱まるためである。 
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附属書 G 
（参考） 

高定格電力品の推奨試験基板に非常に広いパターンを選定する理由 

G.1 一般事項 

近年，車載電装機器を中心に両面，4 層，6 層など，多層のプリント回路板を用いた電子機器が増加して

いる。プリント回路板の配線層数が増加すると，プリント回路板の放熱性能が向上する。抵抗器の放熱は

プリント回路板に依存するため，プリント回路板の放熱性能が向上すると，同じ電力を印可した場合でも

抵抗器の温度上昇は低下する。このような状況から，放熱性能の高いプリント回路板を用いるのを前提と

して，この規格に規定していなかった長辺電極抵抗器を高定格電力に設定している。これらの製品は，市

場から高定格電力性能が要求されており，製造業者は，このような製品を発売前に，自社の試験基板を用

いて試験を実施してきた。これらの高定格電力品を標準化する場合には，高電力品と試験基板との製造コ

ストのバランスをとる必要があった。そのため，従来の低コストの FR4 片面基板と多層基板とで同等の放

熱性能を実現するために高定格電力品の推奨試験基板は，幅が広いパターンを採用した。 

G.2 形式 RR3263M の推奨試験基板と同等の使用状況シミュレーション例 

図 G.1 に形式 RR3623M の推奨試験基板を自然対流の 70 ℃環境下に置き，それぞれの抵抗器に 2 W を

印加した場合のシミュレーションモデル及び結果を示す。図 G.2 に実際の使用環境の実装構成をエミュレ

ートしたシミュレーションモデル及び結果を示す。図 G.2 は，シミュレーションモデルの 4 辺が断熱して

いるため，この構成を水平方向及び垂直方向に繰返しても結果は同じである。推奨試験基板は，図 G.2 に

示す実装構成と同等の放熱性能をもつことが分かる。図 G.2 の実装構成は特別なものではなく，車載用電

子機器で一般的に見られる。 

 

a)－シミュレーションモデルの寸法図 
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b)－シミュレーションモデルの温度分布 
記号説明 
1：推奨試験基板のシミュレーションモデル 
2：供試品（形式 RT3263M） 
3：ガラスエポキシ（FR4） 
4：銅パターン 
5：シミュレーション結果（コンターマップ） 
6：端子部（温度 125.7 ℃） 
7：表面ホットスポット（温度 136.5 ℃） 
8：カラースケール（℃） 
 

図 G.1－推奨試験基板のシミュレーションモデル 
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 記号説明 
1：シミュレーションモデル 
2：供試品（形式 RT3263M） 
3：ガラスエポキシ（FR4），基板厚さ 1.6 mm，4 層構造 
4：銅パターン，厚さ 35 µm 
5：熱伝導材料，厚さ 2 mm，熱伝導率 2 W/(mK) 
6：アルミダイカスト，厚さ 2 mm，底面温度 70 ℃ 
7：シミュレーション結果（コンターマップ） 
8：端子部（温度 120 ℃） 
9：表面ホットスポット（温度 133 ℃） 
10：カラースケール（℃） 
 

図 G.2－高放熱性能回路板のシミュレーションモデル 
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G.3 効率的な冷却システムがない場合の温度上昇 

図 G.3 は，図 G.2 の条件から熱伝導材料及びアルミダイカスト冷却構造を取り除き，70 ℃の自然対流

条件に設定した場合の温度上昇シミュレーション結果を示している。高定格電力をもつ部品に対して不十

分な熱設計を実施すると，非常に危険になることを示す。 

 
 記号説明 
1：シミュレーションモデル 
2：供試品（形式 RT3263M） 
3：ガラスエポキシ（FR4），基板厚さ 1.6 mm，4 層構造 
4：銅パターン，厚さ 35 µm 
5：シミュレーション結果（コンターマップ） 
6：端子部（温度 247 ℃） 
7：表面ホットスポット（温度 260 ℃） 
8：カラースケール（℃） 
 

図 G.3－低放熱性能回路板のシミュレーションモデル 
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G.4 定格電力値を更に上げる必要がある場合の推奨試験基板寸法 

この規格で決定した推奨試験基板は，定格温度 70 ℃耐久性試験において端子部が 125 ℃に達するよう

に設計されており，各抵抗サイズに共通の定格電力値を適用している。ただし，一部の車載機器製造業者

からは定格電力値を上げたいという要求があり，その傾向は一定しているようである。この要求を実現し，

定格電力値を上げるためには，定格温度 70 ℃耐久性試験において要求定格電力値を適用した場合，端子

部温度が 125 ℃に達するように設計する必要がある。 

定格電力 3 W の形式 RT3263M 及び定格電力 2 W の形式 RT2550M の推奨試験基板寸法を表 G.1 及び図

G.4 に示す。これらの試験基板を用いた場合，定格温度 70 ℃での耐久性試験において抵抗器の端子部温

度は，125 ℃となる。 

この規格は，製造業者が設定する定格温度 70 ℃での耐久性試験において端子部温度が 125 ℃に達しな

いような特殊な試験基板を用いるのを制限しない。ただし，定格温度 70 ℃での耐久性試験における端子

部温度については，使用者の利便性を考慮して，図 F.3 のように端子部における負荷軽減曲線を図示する

ことを推奨する。 

 
 記号説明 
1：他のパターンを形成可能な領域 
X：ランドパターン幅 
Y：ランドパターン長さ 
G：ランド間の空隙 
C：銅パターンの幅 
P：ランドパターン間の距離 
M：試験基板の端から 1 個目の銅パターンまでの距離 
 

図 G.4－表 G.1 の推奨試験基板寸法 
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表 G.1－定格電力を上げるための推奨試験基板寸法 

形式  

参考値  規定値  参考値  

X Y G C K P M 基板厚さ  銅配線厚さ
a) 

電力 

（参照

値） 

供試品数 
b) 

目標温度 

 mm mm mm mm mm mm mm mm μm W 個  ℃  

RT2550M 5.2 ± 0.1 1.4 ± 0.1 0.7 ± 0.1 
24.0 ± 0.1 

0.2 ± 0.1 
27.0 ± 0.1 

P − C 1.6 ± 0.1 

105 
2.0 

2 122 

35.0 ± 0.1 38.0 ± 0.1 70 3 126 

RT3263M 6.4 ± 0.1 2.125 ± 0.1 0.6 ± 0.1 55.0 ± 0.1 0.2 ± 0.1 60.0 ± 0.1 105 3.0 2 122 

全てのケルビン接続に対して最大幅が 0.3 mm の単一の直線センス導体を除き，定義された領域の下の底部又は内部層に金属領域は許可されない。 
必要に応じて，試験基板レイアウトでは，両方のセンス導体が定義された領域の同じ端に達することも可能である。 

注 a) パターンの厚さは設計値として設定する。公差は各試験基板製造業者によって決定される。 
注 b) 供試数は，指定する参照値の電力を負荷して目標温度を達成するために推奨試験基板に実装する供試品の最小数を決定する。詳細データは，附属書 F に示す。 
注 c) 定格温度 70 ℃での耐久性試験における推定端子部温度 
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附属書 X 
（参考） 

この規格と旧規格との対照表 

この規格の改正によって，条項番号並びに図及び表の番号が変更された。この規格と旧規格とを比較し

た箇条番号の相互の対照表を表 X.1 に示す。 

 

表 X.1－箇条番号の対照表 

この規格 旧規格 
（JIS C 5201-8:2012） 

注記 

箇条 1（適用範囲） 1 次の詳細参照を参照 
1.1 
注記 この規格には存在しないため削

除 
1.1 

 

1.2 
注記 この規格には存在しないため削

除 
1.2 

1.6 及び 6.1 に分離及び総合 

箇条 2（引用規格） 1.3  
8.2（個別規格に規定する情報） 1.4 詳細は次の細別箇条を参照 
8.2.1（外形図又は略図） 1.4.1  
8.2.2（形状及び寸法） 1.4.2  
8.2.3（耐候性カテゴリ） 1.4.3  
8.2.11（試験後の抵抗値変化の限界） 1.4.4  
8.2.4（抵抗値範囲） 1.4.5  
8.2.5（抵抗値の許容差） 1.4.6  
8.2.12（TCR） 1.4.7  
8.2.6（定格電力 P70） 1.4.8  
8.2.7（素子最高電圧 Umax） 1.4.9  
8.2.8（絶縁電圧 Uins） 1.4.10  
8.2.9（絶縁抵抗値 Rins） 1.4.11  
8.2.13（表示） 1.4.12  
8.2.14（発注情報） 1.4.13  
8.2.15（取付け） 1.4.14  
3.3（製品水準） 1.5  
箇条 4（推奨特性） 

2 詳細は次の細別箇条を参照 箇条 5（供試品の準備） 
箇条 6（要求性能） 
4.1（一般事項） 2.1  
4.2（形状及び寸法） 2.1.1  
4.3（推奨耐候性カテゴリ） 2.1.2  
6.3（TCR） 2.1.3  
6.2（抵抗値変化の限界） 2.1.4  
箇条 4（推奨特性） 2.2  
4.4（公称抵抗値） 2.2.1  
4.5（公称抵抗値の許容差） 2.2.2  
4.6（定格電力 P70） 2.2.3  
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表 X.1－箇条番号の対照表（続き） 

この規格 旧規格 
（JIS C 5201-8:2012） 

注記 

4.7（素子最高電圧 Umax） 2.2.4  
4.9（絶縁抵抗値 Rins） 2.2.5  
4.8（絶縁抵抗値 Rins） 2.2.6  
箇条 5（試験及び試験の厳しさ） 2.3  
5.3.6（短時間過負荷） 2.3.1  
5.3.21［はんだ付け性（鉛フリーはんだ）］ 

2.3.2 
鉛フリーはんだ対応，SnPb はんだ対応 
に分かれている。 5.3.22［はんだ付け性（SnPb はんだ）］ 

5.3.23（はんだ耐熱性） 2.3.3  
5.3.13（固着性） 2.3.4  

5.4.2（断続過負荷試験） 2.3.5 
歴史的試験は，試験計画において周期的パル

ス高電圧過負荷試験に置き換えられている。

5.3.8 参照。 
5.3.9［静電気放電（ESD）］ 2.3.6  

5.3.24（耐溶剤性） 
2.3.7 JIS C 5201-1 では，旧規格の部品の耐溶剤性

と表示の耐溶剤性とが統合され 11.3 となっ

ている。 
2.3.8 

5.2（供試品の準備） 2.4  
5.2.1（乾燥） 2.4.1  
5.2.2（試験基板への取付け） 2.4.2  
箇条 9（品質評価手順） 3  
9.1（一般事項） 3.1  
9.2（定義） 3.2  
9.2.1（製造の初期工程） 3.2.1  
9.2.2（構造的に類似した抵抗器） 3.2.2  
9.2.3（評価水準 EZ） 3.2.3  
9.3（検査ロットの構成） 3.3  
9.5［品質認証（QA）の手順］ 3.4  

9.5.2（品質認証） 
3.4.1 ロットごとの認定及び定期試験を認定に統

合した。 3.4.2 
9.5.3（品質確認検査） 3.5  
9.7（技術認証（IECQ-AC-TC）の手順） 3.6  
9.9（長期保管後の出荷） 3.7  
附属書 D［0 Ω抵抗器（ジャンパー抵抗器）］ 附属書 A  
附属書 A［文字記号及び略語］ 附属書 B  
参考文献 参考文献  

この規格と旧規格とを比較した図の相互参照表を表 X.2 に示し，この規格と旧規格とを比較した表番号

の相互の対照表を表 X.3 に示す。 

表 X.2－図の対照表 

この規格 旧規格 
（JIS C 5201-8:2012） 

注記 

図 1［角形抵抗器の形状及び寸法］ 図 1  
図 3［円筒形抵抗器の形状及び寸法］ 図 2  
図 5（負荷軽減曲線） 図 3  
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表 X.2－図の対照表（続き） 

この規格 旧規格 
（JIS C 5201-8:2012） 

注記 

図 7［機械的，環境的及び電気的試験用の

基本レイアウト－ケルビン（4 端子）接

続］ 

図 4  

図 8［ケルビン（4 端子）接続用センス端子

の取付け（100 mΩ よりも低い公称抵抗値の

供試品の場合）］ 

図 5  

図 9（機械的，環境的及び電気的試験用の基

本レイアウト） 
図 6  

 

表 X.3－表の対照表 

この規格 旧規格 
（JIS C 5201-4:2012） 

注記 

表 1［角形抵抗器の推奨形状］ 表 1a  
表 3［円筒形抵抗器の推奨形状］ 表 1b  
表 11（温度による抵抗値変化の限界） 表 2  

表 10（抵抗値変化の限界） 
表 3a  
表 3b  

表 9（固着性） 表 4  
表 5［角形抵抗器の試験基板寸法］ 

表 5 
 

表 6［長辺電極抵抗器の試験基板寸法］  
表 7［円筒形抵抗器の試験基板寸法］  
表 12（品質認証試験計画） 表 6  

表 13（品質確認検査の試験計画） 
表 7a  
表 7b  
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参考文献 
 

JIS C 60063:2018 抵抗器及びコンデンサの標準数列 
注記 対応国際規格における参考文献：IEC 60063:2015，Preferred number series for resistors and 

capacitors 

JIS C 60068-2-13 環境試験方法－電気・電子－第 2-13 部：減圧試験方法（試験記号：M） 
注記 対応国際規格における参考文献：IEC 60068-2-13，Environmental testing－Part 2-13: Tests－Test 

M: Low air pressure 

JIS C 60068-2-14 環境試験方法－電気・電子－第 2-14 部：温度変化試験方法（試験記号：N） 
注記 対応国際規格における参考文献：IEC 60068-2-14，Environmental testing－Part 2-14: Tests－Test 

N: Change of temperature 

JIS C 60068-2-21 環境試験方法－電気・電子－第 2-21 部：試験－試験 U：端子強度試験及び部品本

体の耐久性試験方法 
注記 対応国際規格における参考文献：IEC 60068-2-21，Environmental testing－Part 2-21: Tests－Test 

U: Robustness of terminations and integral mounting devices 

JIS C 60068-2-30 環境試験方法（電気・電子）－第 2-30 部温湿度サイクル（12＋12 時間サイクル）

試験方法（試験記号：Db） 
注記 対応国際規格における参考文献：IEC 60068-2-30，Environmental testing－Part 2-30: Tests－Test 

Db: Damp heat, cyclic (12 h＋12 h cycle) 

JIS C 60068-2-45 環境試験方法－電気・電子－耐溶剤性（洗浄溶剤浸せき）試験方法 
注記 対応国際規格における参考文献：IEC 60068-2-45，Basic environmental testing procedures－Part 

2-45: Tests－Test XA and guidance: Immersion in cleaning solvents 

JIS C 60068-2-67:2001 環境試験方法－電気・電子－基本的に構成部品を対象とした高温高湿，定常

状態の促進試験 
注記 対応国際規格における参考文献：IEC 60068-2-67:1995，Environmental testing－Part 2-67: Tests

－Test Cy: Damp heat, steady state, accelerated test primarily intended for components 

JIS C 60068-2-78 環境試験方法－電気・電子－第 2-78 部：高温高湿（定常）試験方法（試験記号：

Cab） 
注記 対応国際規格における参考文献：IEC 60068-2-78，Environmental testing－Part 2-78: Tests－Test 

Cab: Damp heat, steady state 

JIS C 60068-2-82:2009 環境試験方法－電気・電子－第 2-82 部：試験－試験 XW1：電気・電子部品の

ウィスカ試験方法 
注記 対応国際規格における参考文献：IEC 60068-2-82:2007，Environmental testing－Part 2-82: Tests

－Test XW1: Whisker test methods for electronic and electric components 

JIS C 60695-11-5 耐火性試験－電気・電子－第 11-5 部：試験炎－ニードルフレーム（注射針バーナ）

試験方法－装置，試験炎確認試験装置の配置及び指針 
注記 対応国際規格における参考文献：IEC 60695-11-5，Fire hazard testing－Part 11-5: Test flames－

Needle-flame test method－Apparatus, confirmatory test arrangement and guidance 

JIS C 61191-1 プリント配線板実装－第 1 部：通則－表面実装及び関連する実装技術を用いた電気機

器・電子機器用はんだ付け実装要求事項 
注記 対応国際規格による参考文献： IEC 61191-1，Printed board assemblies－Part 1: Generic 

specification－Requirements for soldered electrical and electronic assemblies using surface mount and 
related assembly technologies 
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JIS C 61191-3 プリント配線板実装－第 3 部：部門規格－挿入実装はんだ付け要求事項 
注記 対応国際規格における参考文献：IEC 61191-3，Printed board assemblies－Part 3: Sectional 

specification－Requirements for through-hole mount soldered assemblies 

JIS C 61340-3-1 静電気－第 3-1 部：静電気の影響をシミュレーションする方法－人体モデル（HBM）

の静電気放電試験波形 
注記 対応国際規格における参考文献：IEC 61340-3-1，Methods for simulation of electrostatic effects

－Human body model (HBM)－Component testing 

JIS Z 8601 標準数 
注記 対応国際規格における参考文献：ISO 3，Preferred numbers－Series of preferred numbers 

JIS Z 8000（規格群） 量及び単位 
注記 対応国際規格における参考文献：ISO 80000 (all parts)，Quantities and units 

IEC 60440:2012，Method of measurement of non-linearity in resistors 

IEC 60717，Method for the determination of the space required by capacitors and resistors with unidirectional 
terminations 

IEC 61192-3:2002，Workmanship requirements for soldered electronic assemblies－Part 3: Through-hole mount 
assemblies 

IEC 61760-1:2020，Surface mounting technology－Part 1: Standard method for the specification of surface 
mounting components (SMDs) 

IEC TR 63091:2017，Study for the derating curve of surface mount fixed resistors - Derating curves based on 
terminal part temperature 
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